Dell EMC PowerEdge T550
Guia técnico

Nuamero da peca: E76S
Tipo normativo: E76S001

Srenbrode 202 D<A L Technologies




Notas, avisos e adverténcias

®| NOTA: Uma NOTA indica informagdes importantes que ajudam vocé a usar melhor o seu produto.

um AVISO indica possiveis danos ao hardware ou a possibilidade de perda de dados e informa como evitar o
problema.

A| ATENCAO: uma ADVERTENCIA indica possiveis danos a propriedade, lesdes corporais ou risco de morte.
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Visao geral do produto

Toépicos:

*  Introducéo
¢ Recursos do produto

Introducéao

O Del™ PowerEdge™ T550 € o mais recente servidor em torre com 2 soquetes da Dell, projetado para executar cargas de trabalho
complexas usando opgdes de memoria, E/S e rede altamente escalaveis. Os sistemas tém o processador Intel Ice Lake (soquete P+
LGA-4189), com até 16 DIMMs, PCI Express® (PCle) 4. O slot de expansao habilitado e uma escolha de tecnologias de interface de rede
para cobrir NIC. O PowerEdge T550 é uma plataforma de uso geral capaz de lidar com cargas de trabalho e aplicativos exigentes, como
data warehouses, eCommerce, bancos de dados e computag&o com alto desempenho (HPC).

Recursos do produto

O Dell EMC PowerEdge T550 é um sistema em torre de dois soquetes. Ele € compativel com até 16 slots DIMM DDR4, 24 unidades de
capacidade de armazenamento e com 0s mais recentes Processadores dimensionaveis Intel Xeon. O T550 da suporte ao gerenciamento
do ciclo de vida completo do sistema com o portfélio OpenManage de solugdes de gerenciamento de sistemas, inclusive o gerenciamento
remoto lider com iDRAC9 e Lifecycle Controller.

O Dell EMC PowerEdge T550 vem com recursos como:

e O projeto de fluxo de ar altamente otimizado permite uma enorme flexibilidade de configuracéo e eficiéncia energética lider na
indUstria.

Suporte a dados de payload no PERC frontal, riser, BOSS S2, BP e iDRAC.

OCP mezanino 3,0 (suportado pelo x8 PCle pistas)

Modulo PERC frontal (fPERC) com PERC10.5 e PERC11

Compativel com fontes de alimentagdo CA/CCAT Platinum de 600 W, CA/CCAT Platinum de 800 W, CA/CCAT de 1.100 W, CA/
CCAT de 1.400 W e CA/CCAT de 2.400 W.

Visdo geral do produto 5



Toépicos:

e Comparagéo de produtos

Comparacao de produtos

Tabela 1. Comparacéo de produtos

Recursos do sistema

Até 3200 MT/s

Tipo de memoria

RDIMM

Slot do médulo de meméria

16 slots DIMM DDR4

Suporta somente slots DIMM registrados ECC
DDRA4

Méximo de RAM

RDIMM 2 TB

Recursos PowerEdge T550 PowerEdge T640

Processadores Até dois processadores escalaveis Intel Xeon de 32 | Até dois processadores escalaveis Intel Xeon de 28
geragdo com 36 nucleos Gerag&o com até 28 nucleos por processador

Memoria Velocidade do DIMM Velocidade do DIMM

o Ate 2993 MT/s

Tipo de memoria

e RDIMM

e | RDIMM

e NVDIMM

Slot do médulo de meméria

o 24 slots DIMM DDRA4 (apenas 12 NVDIMM)
e Suporta somente slots DIMM registrados ECC DDR4
Méximo de RAM

e RDIMM 3TB

e [ RDIMM 3 TB

e NVDIMM 192 GB

Controladores de
armazenamento

Controladores internos: PERC H345, PERC
H745, PERC H755, H755N, HBA355i

Boot interno: médulo SD duplo interno ou
Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-
S2): HWRAID 2 SSDs M.2 ou USB

Controlador externo (RAID): PERC H840
HBAs externos (ndo RAID): HBA355e
Software RAID: S150

e Controladores internos: PERC H330, H730P, H740P,
HBA330

e Inicializag&o interna: Boot Optimized Storage
Subsystem (BOSS) - HWRAID 2 x M.2 SSDs 240 GB,
480 GB

e Controlador externo (RAID): H840, SAS de 12 Gbps
HBA

e Software RAID: 5140

Compartimentos de
unidades

Compartimentos frontais:

Até 8 SAS/SATA (disco rigido) de

2,5 polegadas, max. de 120 TB

16 unidades SAS/SATA (disco rigido) de

2,5 polegadas, max. de 240 TB

24 unidades SAS/SATA (disco rigido) de
2,5 polegadas, max. de 360 TB

8 unidades SAS/SATA (disco rigido/SAS) de
3,5 polegadas, max. de 120 TB

8 unidades SAS/SATA (disco rigido) de 3,5
polegadas + 8 unidades NVMe (SSD) de 2,5
polegadas, max. de 240 TB

Compartimentos frontais:

e 8ou 18 SAS/SATA de 3,5 polegadas (disco rigido/
SSD), méximo de 216 TB

e Até 16 SAS/SATA de 2,5 polegadas (disco rigido/
SSD), méximo de 61 TB

o Até 32 SAS/SATA (disco rigido/SDD) de
2,5 polegadas, maximo de 122 TB

e Até 16 unidades de 2,5 polegadas com até 8 NVMe,
SAS/SSD/NVMe (disco rigido/SSD), maximo de
1278

Fontes de alimentacéo

Platinum de 600 WCA/100 a 240 V
600 W CC/240 V
Platinum de 800 WCA/100 a 240 V

495 W Platinum
750 W 240 HVDC Platinum
750 W Titanium

6 Recursos do sistema




Tabela 1. Comparacdo de produtos (continuacao)

Recursos PowerEdge T550 PowerEdge T640
e 800 W CCr240V e 1100 W 380 HVDC Platinum
e Titanium de 1100 WCA/100 a 240 V e 1100 W CA Platinum
e 1100 W CC/240V e Platina, 1100 W, 48 VCC
e 1100 W/-48-(-60) VCC e 1600 W CA Platinum
e Platinum de 1400 WCA/100 a 240 V e 2000 W CA Platinum
e 1400 W CC/240V e 2400 W CA Platinum
e Platina, 2.400 W/100 a 240 VCA
e 2400 W, 240 VCC

Opgoes de refrigeragdo

o Resfriamento a ar

o Resfriamento a ar

Ventiladores

Ventiladores padréo (STD)/ventiladores prata de
alto desempenho (HPR)

Até oito ventiladores hot plug

Até oito ventiladores hot plug

Dimensé&o

Altura: 459,0 mm (18,07 polegadas)

Altura: 443,5 mm (17,05 polegadas)

Largura: 200,0 mm (7,87 polegadas)

Largura: 304,5 mm (12,00 polegadas)

Profundidade: 680,5 mm (26,79 polegadas) com
borda

Profundidade: 692,8 mm (27,03 polegadas) com borda

663,5 mm (28,12 polegadas) sem borda

659,9 mm (25,98 polegadas) sem borda

Fator de forma

Servidor em torre bU

Servidor em torre 5U

Gerenciamento e DRAC9 e DRAC9
incorporado e DRAC Direct e DRAC Direct
e DRAC RESTful com Redfish e DRAC Service Module
e Manual de Servigo do iDRAC e Moddulo sem fio Quick Sync 2
o Moddulo sem fio Quick Sync 2
()| NOTA: O iDRAC Direct e o Quick Sync 2
est8o disponiveis apenas para upselling no
T550.
Bezel Borda de segurancga ou borda de LCD opcionais Borda de seguranga ou borda de LCD opcionais

Software OpenManage

OpenManage Enterprise

Plug-in do OpenManage Power Manager
Plug-in do OpenManage SupportAssist
Plug-in do OpenManage Update Manager

e OpenManage Enterprise
o OpenManage Power Center

Mobilidade

OpenManage Mobile

OpenManage Mobile

Integragdes e conexdes

Integragdes com o Conexdes com o
OpenManage OpenManage
e BMC TrueSight e |BM Tivoli Netcool/
e Microsoft System OMNIbus
Center e |BM Tivoli Network
e Red Hat Ansible Manager IP Edition
Modules e Micro Focus
e VMware vCenter e Operations Manager
vRealize Operations | @ Nagios Core
Manager Nagios X

Integragdes com o e |BM Tivoli Netcool/
OpenManage OMNIbus
e BMC TrueSight e |BM Tivoli Network
e Microsoft System Manager IP Edition
Center e Micro Focus Operations
e Red Hat Ansible Manager
Modules Nagios Core
e VMware vCenter Nagios X

Security (Seguranca)

Alerta de violagdo do chassi
Firmware assinado digitaimente
Secure Boot

Apagamento seguro

Raiz de confianga de silicio

Firmware com assinatura criptografada
Secure Boot

Apagamento seguro

Raiz de confianga de silicio

Datacenter)

Recursos do sistema

Blogueio do sistema (requer iDRAC9 Enterprise ou




Tabela 1. Comparacdo de produtos (continuacao)

Recursos

PowerEdge T550

PowerEdge T640

e Bloqueio do sistema (requer iDRAC9
Enterprise ou Datacenter)

e TPM1.2/2.0 FIPS, certificagdo CC-TCG, TPM
2.0 China NationZ

o TPM1.2/2.0 (opcional)

Embedded NIC (SATA
integrada)

2 x1GbE LOM

2 x10 GbE

Opgoes de rede

OCP x16 Mez 3.0

(x8) + upselling: até 2 PCle x16 DW para GPU

Opgoes de GPU Até dois aceleradores de 300 W de largura dupla Até 4 aceleradores de 300 W de largura dupla ou 8
ou cinco aceleradores de 70 W de largura simples | aceleradores de 150 W de largura simples
Portas Portas frontais Portas traseiras Portas frontais
Ha 2 SKUs: e 1xUSB 2'.0 e 1 porta micro USB dedicada para iDRAC
e Porta1xiDRAC e 1xUSB20
e Base: LED de status Direct (Micro-AB e 1xUSB 3.0interno
somente usB) e 6USB2.0/3.0
o 1xUSB2.0 1x USB 3.0 interno
o 1xUSB3.0 2 portas Ethernet
interno 1VGA
Upselling: LED de status
somente e Quick Sync 2
e 1xUSB20
e 1xUSB 3.0interno
e Porta1xiDRAC
Direct (Micro-AB
USB)
Porta interna: 1 porta USB 2.0
PCle 3 slots PCle Gen4 (todos x16) + 1 slot PCle Gen3

8 slots PCle Gen 3 (4 x 8)
8 slots Gen 3 (4 x 16)

Sistema operacional e
hypervisors

Canonical Ubuntu Server LTS
Citrix Hypervisor

Windows Server com Hyper-V
Red Hat Enterprise Linux
SUSE Linux Enterprise Server
VMware ESXi

Para obter especificagdes e detalhes de
interoperabilidade, consulte a pagina Dell EMC
Enterprise Operating Systems em Servers,
Storage and Networking em Dell.com/OSsupport.

Canonical Ubuntu Server LTS

Citrix Hypervisor

Windows Server LTSC com Hyper-V
Red Hat Enterprise Linux

SUSE Linux Enterprise Server
VMware ESXi

Para obter especificagdes e detalhes de
interoperabilidade, consulte a pagina Dell EMC Enterprise
Operating Systems em Servers, Storage and Networking
em Dell.com/OSsupport.
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Visoes e recursos do chassi

Toépicos:

*  Viséo frontal do sistema

*  Visdo posterior do sistema

. Dentro do sistema

¢ Quick Resource Locator do PowerEdge T550 system (Sistema)

Visao frontal do sistema

Figura 1. Visdo frontal do sistema de 24 unidades de 2,5 polegadas

Visoes e recursos do chassi 9



Tabela 2. Recursos disponiveis na parte frontal do sistema

Item Portas, painéis e slots icone Descricdo

1 Boté&o liga/desliga @) Indica se o sistema est4 ligado ou desligado. Pressione o botao liga/desliga
para ligar ou desligar o sistema manualmente.
@ NOTA: Pressione o botao liga/desliga para desligar um sistema

operacional compativel com ACPI de maneira ordenada.
2 Indicador de ID e integridade i Indica o status do sistema. Para obter mais informacdes sobre os cédigos
do sistema de integridade do sistema e do indicador de ID do sistema, consulte

www.dell.com/poweredgemanuals.

3 Etiqueta de informacdes N/D A etiqueta de informagdes é um painel deslizante de etiquetas que contém as
informag®@es do sistema como a etiqueta de servico, NIC, endereco MAC, e
assim por diante. Se vocé tiver optado pelo acesso seguro padréo ao iDRAC, a
etigueta de informagdes também contera a senha padrdo segura do iDRAC.

4 Indicadores de LED de status N/D Permitem identificar qualquer componente de hardware com falha. Ha até
cinco LEDs de status e uma barra LED de integridade geral do sistema. Para
obter mais informagdes sobre os indicadores do LED de status, consulte
www.dell.com/poweredgemanuals.

o Porta USB 2.0 < As portas USB s&o compativeis com 2.0 de 4 pinos. Estas portas permitem
que vocé conecte dispositivos USB ao sistema.

6 Porta USB 3,0 S5 As portas USB possuem 9 pinos e sdo compativeis com 3.0. Estas portas
permitem que vocé conecte dispositivos USB ao sistema.

7 Modulo BOSS S2 (opcional)  N/D Este slot suporta o médulo BOSS S2.

8 Unidade N/D Permite instalar unidades SAS/SATA compativeis com o sistema.

10
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https://www.dell.com/support/home/en-us//products/server_int/server_int_poweredge
https://www.dell.com/support/home/en-us//products/server_int/server_int_poweredge

Figura 2. Visdo frontal do sistema com 16 unidades de 2,5 polegadas

Tabela 3. Recursos disponiveis na parte frontal do sistema

Item Portas, painéis e slots icone Descricdo

1 Bot&o liga/desliga @) Indica se o sistema est4 ligado ou desligado. Pressione o botao liga/desliga
para ligar ou desligar o sistema manualmente.
()| NOTA: Pressione o bot&o liga/desliga para desligar um sistema

operacional compativel com ACPI de maneira ordenada.
2 Indicador de ID e integridade & Indica o status do sistema. Para obter mais informagdes sobre os cédigos
do sistema de integridade do sistema e do indicador de ID do sistema, consulte

www.dell.com/poweredgemanuals.

3 Etiqueta de informacgodes N/D A etiqueta de informagdes é um painel deslizante de etiquetas que contém as
informagdes do sistema como a etiqueta de servico, NIC, endereco MAC, e
assim por diante. Se vocé tiver optado pelo acesso seguro padréo ao iDRAC, a
etiqueta de informagdes também contera a senha padrédo segura do iDRAC.

4 Indicadores de LED de status N/D Permitem identificar qualquer componente de hardware com falha. Ha até

cinco LEDs de status e uma barra LED de integridade geral do sistema. Para
obter mais informag®des sobre os indicadores do LED de status, consulte
www.dell.com/poweredgemanuals.

Visoes e recursos do chassi 1"
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Tabela 3. Recursos disponiveis na parte frontal do sistema (continuacao)

Item Portas, painéis e slots icone Descricdo

5 Porta USB 2.0 <t As portas USB s&o compativeis com 2.0 de 4 pinos. Estas portas permitem
que vocé conecte dispositivos USB ao sistema.

6 Porta USB 3,0 S5 As portas USB possuem 9 pinos e sao compativeis com 3.0. Estas portas
permitem que vocé conecte dispositivos USB ao sistema.

7 Modulo BOSS S2 (opcional)  N/D Este slot suporta 0 médulo BOSS S2.
8 Unidade N/D Permite instalar unidades SAS/SATA compativeis com o sistema.
3 5 6

iy
1
L

Figura 3. Visdo frontal do sistema com 8 unidades de 3,5 polegadas + 8 unidades de 2,5 polegadas

Tabela 4. Recursos disponiveis na parte frontal do sistema

Item Portas, painéis e slots icone Descricdo

1 Bot&o liga/desliga (1) Indica se o sistema esta ligado ou desligado. Pressione o bot&o liga/desliga
para ligar ou desligar o sistema manualmente.

()| NOTA: Pressione o bot&o liga/desliga para desligar um sistema
operacional compativel com ACPI de maneira ordenada.

12 Visdes e recursos do chassi




Tabela 4. Recursos disponiveis na parte frontal do sistema (continuacao)

Item Portas, painéis e slots icone Descricdo
2 Indicador de ID e integridade 2 Indica o status do sistema. Para obter mais informacdes sobre os cédigos
do sistema de integridade do sistema e do indicador de ID do sistema, consulte

www.dell.com/poweredgemanuals.

3 Etiqueta de informacodes N/D A etigueta de informagdes é um painel deslizante de etiquetas que contém as
informagdes do sistema como a etiqueta de servico, NIC, endereco MAC, e
assim por diante. Se vocé tiver optado pelo acesso seguro padréo ao iDRAC, a
etigueta de informagdes também contera a senha padrdo segura do iDRAC.

4 Indicadores de LED de status N/D Permitem identificar qualquer componente de hardware com falha. Ha até
cinco LEDs de status e uma barra LED de integridade geral do sistema. Para
obter mais informagdes sobre os indicadores do LED de status, consulte
www.dell.com/poweredgemanuals.

o Porta USB 2.0 < As portas USB s&o compativeis com 2.0 de 4 pinos. Estas portas permitem
que vocé conecte dispositivos USB ao sistema.

6 Porta USB 3,0 S5 As portas USB possuem 9 pinos e sdo compativeis com 3.0. Estas portas
permitem que vocé conecte dispositivos USB ao sistema.

7 Unidades NVMe N/D Permitem instalar unidades NVMe compativeis com o sistema.

8 Modulo BOSS S2 (opcional)  N/D Este slot suporta o médulo BOSS S2.

9 Unidade N/D Permite instalar unidades SAS/SATA compativeis com o sistema.
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Figura 4. Visdo frontal do sistema com 8 unidades de 3,5 polegadas
Tabela 5. Recursos disponiveis na parte frontal do sistema
Item Portas, painéis e slots icone Descricdo
1 Bot&o liga/desliga @) Indica se o sistema est4 ligado ou desligado. Pressione o botao liga/desliga

para ligar ou desligar o sistema manualmente.

()| NOTA: Pressione o bot&o liga/desliga para desligar um sistema
operacional compativel com ACPI de maneira ordenada.

-

2 Indicador de ID e integridade Indica o status do sistema. Para obter mais informagdes sobre os cédigos
do sistema de integridade do sistema e do indicador de ID do sistema, consulte
www.dell.com/poweredgemanuals.

3 Etiqueta de informacgodes N/D A etiqueta de informagdes é um painel deslizante de etiquetas que contém as
informagdes do sistema como a etiqueta de servigo, NIC, enderego MAC, e
assim por diante. Se vocé tiver optado pelo acesso seguro padréo ao iDRAC, a
etiqueta de informagdes também contera a senha padrédo segura do iDRAC.

4 Indicadores de LED de status N/D Permitem identificar qualquer componente de hardware com falha. Ha até
cinco LEDs de status e uma barra LED de integridade geral do sistema. Para
obter mais informagdes sobre os indicadores do LED de status, consulte
www.dell.com/poweredgemanuals.
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Tabela 5. Recursos disponiveis na parte frontal do sistema (continuacio)

Item Portas, painéis e slots icone Descricdo

5 Porta USB 2.0 <t As portas USB s&o compativeis com 2.0 de 4 pinos. Estas portas permitem
que vocé conecte dispositivos USB ao sistema.

6 Porta USB 3,0 S5 As portas USB possuem 9 pinos e sao compativeis com 3.0. Estas portas
permitem que vocé conecte dispositivos USB ao sistema.

7 Modulo BOSS S2 (opcional)  N/D Este slot suporta 0 médulo BOSS S2.

8 Unidade N/D Permite instalar unidades SAS/SATA compativeis com o sistema.

=

Figura 5. Visao frontal do sistema com 8 unidades de 3,5 polegadas (configuracdo de upsell)

Tabela 6. Recursos disponiveis na parte frontal do sistema

Item

Portas, painéis e slots

icone

Descricdo

1

Botao liga/desliga

O

Indica se o sistema esta ligado ou desligado. Pressione o bot&o liga/desliga
para ligar ou desligar o sistema manualmente.

()| NOTA: Pressione o bot&o liga/desliga para desligar um sistema
operacional compativel com ACPI de maneira ordenada.

Visoes e recursos do chassi
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Tabela 6. Recursos disponiveis na parte frontal do sistema (continuacao)

Item

Portas, painéis e slots

icone

Descricdo

2

10

Indicador iDRAC Quick Sync 2

sem fio (opcional)

Etiqueta de informagodes

N/D

N/D

Quick Sync 2 (rede sem fio): indica um sistema compativel com Quick Sync.

O recurso Quick Sync € opcional. Esse recurso permite o gerenciamento

do sistema usando dispositivos moveis chamados de recurso OpenManage

Mobile (OMM). O uso do iDRAC Quick Sync 2 com o OpenManage Mobile

(OMM) agrega inventario de hardware ou firmware e varias informacgdes de

diagndstico e erro no nivel do sistema que podem ser usadas na solugédo

de problemas do sistema. Para obter mais informacgdes, consulte o Guia do

usuario do iDRAC disponivel em https://www.dell.com/idracmanuals

()| NOTA: O indicador do iDRAC Quick Sync 2 est4 disponivel somente em
determinadas configuracdes.

A etiqueta de informagdes é um painel deslizante de etiquetas que contém as
informagdes do sistema como a etiqueta de servigo, NIC, enderegco MAC, e
assim por diante. Se vocé tiver optado pelo acesso seguro padréo ao iDRAC, a
etiqueta de informagdes também contera a senha padrédo segura do iDRAC.

Indicadores de LED de status

Indicador de ID e integridade
do sistema

Porta iDRAC Direct (micro
USB tipo AB)

Porta USB 2.0

Porta USB 3,0

Moddulo BOSS S2 (opcional)
Unidade

N/D

Permitem identificar qualquer componente de hardware com falha. Ha até
cinco LEDs de status e uma barra LED de integridade geral do sistema. Para
obter mais informag®des sobre os indicadores do LED de status, consulte
www.dell.com/poweredgemanuals.

-

Indica o status do sistema. Para obter mais informacdes sobre os cédigos
de integridade do sistema e do indicador de ID do sistema, consulte
www.dell.com/poweredgemanuals.

N/D
N/D

A porta do iDRAC Direct (Micro-AB USB) permite acessar 0s recursos

de Micro-AB USB do USB iDRAC. Para obter mais informagdes, consulte

https://www.dell.com/idracmanuals.

@ NOTA: Vocé pode configurar o iDRAC Direct usando um cabo USB a
micro USB (tipo AB), que pode ser conectado ao seu laptop ou tablet.
O comprimento do cabo ndo deve exceder 3 pés (0,91 metros). O
desempenho pode ser afetado pela qualidade do cabo.

As portas USB s&o compativeis com 2.0 de 4 pinos. Estas portas permitem
que vocé conecte dispositivos USB ao sistema.

As portas USB possuem 9 pinos e s&o compativeis com 3.0. Estas portas
permitem que vocé conecte dispositivos USB ao sistema.

Este slot suporta o médulo BOSS S2.

Permite instalar unidades SAS/SATA compativeis com o sistema.

16
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Figura 6. Visdo frontal do sistema com 8 unidades de 2,5 pol.

Tabela 7. Recursos disponiveis na parte frontal do sistema

Item Portas, painéis e slots icone Descricdo

1 Bot&o liga/desliga @) Indica se o sistema est4 ligado ou desligado. Pressione o botao liga/desliga
para ligar ou desligar o sistema manualmente.
()| NOTA: Pressione o bot&o liga/desliga para desligar um sistema

operacional compativel com ACPI de maneira ordenada.
2 Indicador de ID e integridade & Indica o status do sistema. Para obter mais informagdes sobre os cédigos
do sistema de integridade do sistema e do indicador de ID do sistema, consulte

www.dell.com/poweredgemanuals.

3 Etiqueta de informacgodes N/D A etiqueta de informagdes é um painel deslizante de etiquetas que contém as
informagdes do sistema como a etiqueta de servigo, NIC, enderego MAC, e
assim por diante. Se vocé tiver optado pelo acesso seguro padréo ao iDRAC, a
etiqueta de informagdes também contera a senha padrédo segura do iDRAC.

4 Indicadores de LED de status N/D Permitem identificar qualquer componente de hardware com falha. Ha até

cinco LEDs de status e uma barra LED de integridade geral do sistema. Para
obter mais informag®des sobre os indicadores do LED de status, consulte
www.dell.com/poweredgemanuals.
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Tabela 7. Recursos disponiveis na parte frontal do sistema (continuacao)

Item Portas, painéis e slots icone Descricdo

5 Porta USB 2.0 <t As portas USB s&o compativeis com 2.0 de 4 pinos. Estas portas permitem
que vocé conecte dispositivos USB ao sistema.

6 Porta USB 3,0 S5 As portas USB possuem 9 pinos e sao compativeis com 3.0. Estas portas
permitem que vocé conecte dispositivos USB ao sistema.

7 Modulo BOSS S2 (opcional)  N/D Este slot suporta 0 médulo BOSS S2.

8 Unidade N/D Permite instalar unidades SAS/SATA compativeis com o sistema.

@ NOTA: Para obter mais informagdes, consulte as especificagdes técnicas do Dell EMC PowerEdge T550 na péagina de documentagéo
do produto.

Visao posterior do sistema
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Figura 7. Visdo posterior do sistema
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Tabela 8. Visdo posterior do sistema

Item Portas, painéis ou slots icone

Descricao

1

10

Unidade de fonte de N/D
alimentacéo (PSU 1)

Para obter mais informagdes sobre as configuragdes da PSU, consulte
www.dell.com/poweredgemanuals

Unidade de fonte de N/D
alimentag&o (PSU 2)

Para obter mais informagdes sobre as configuragbes da PSU, consulte
www.dell.com/poweredgemanuals

Slots da placa de expansdo  N/D
PCle (4)

Permite conecta placas de expans&o PCl Express.

Bot&o de identificag&o do ®

Pressione o bot&o de ID do sistema:

sistema e Para localizar um determinado sistema em um rack.
e Para ligar ou desligar o ID do sistema.
Para redefinir o iDRAC, mantenha pressionado o bot&o por mais de 16
segundos.
(D|NOTA:
e Para redefinir o0 iIDRAC usando o ID do sistema, verifique se o
botdo de ID do sistema esta ativado na configuracdo do iDRAC.
e Se 0 sistema parar de responder durante o POST, pressione e
mantenha pressionado o bot&o de ID do sistema durante mais de
cinco segundos para entrar no modo de andamento do BIOS.
Porta VGA ol Permite a conex&o de um dispositivo de video ao sistema.

Porta NIC OCP (opcional)  N/D

Portas USB (2) <t

Porta dedicada do iDRAC iDRAC

Portas NIC (2) ﬁ

Portas NIC (1) ﬁ

Esta porta suporta OCP 3.0. As portas NIC s&o integradas a placa OCP,
que é conectada a placa de sistema.

Essas portas sdo compativeis com USB type-A.

Essa porta RJ-45 permite acessar remotamente o iDRAC. Para
obter mais informagdes, consulte o guia do usuario do iDRAC em
www.dell.com/poweredgemanuals.

As portas de NIC que estdo integradas a placa de sistema e

fornecem conectividade de rede. Essas portas NIC também podem
ser compartilhadas com o iIDRAC quando as configuragdes de rede do
iDRAC estiverem definidas no modo compartilhado.

As portas de NIC que estdo integradas a placa de sistema e

fornecem conectividade de rede. Essas portas NIC também podem
ser compartilhadas com o iIDRAC quando as configuragdes de rede do
iDRAC estiverem definidas no modo compartilhado.

NOTA: Para obter mais informacdes, consulte as especificagdes técnicas do Dell EMC PowerEdge T550 na pagina de documentagéo

do produto.
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Dentro do sistema

Figura 8. Dentro do sistema com configuracédo de 24 x 2,5 polegadas

1. Unidade de backup de fita 2. Ventilador de resfriamento

3. Sensor de violagdo 4. Placa intermediaria de alimentagao

5. Clipe de retengdo de cabos 6. PSU1

7. Defletor de ar do OCP 8. Placa de sistema

9. Gabinete do ventilador de resfriamento 10. Compartimento da unidade de 2,5 polegadas
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Figura 9. Dentro do sistema com configuracdo de 8 x 3,5 polegadas + 8 x 2,5 polegadas

1. Unidade de backup de fita 2. Ventilador de resfriamento

3. Sensor de violagdo 4. Placa intermediaria de alimentacdo

5. Suporte da placa GPU 6. Riser GPU

7. PSU1 8. Placa OCP

9. Placa de sistema 10. Gabinete do ventilador de resfriamento

11. Mdédulo PERC frontal

Visoes e recursos do chassi
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Quick Resource Locator do PowerEdge T550 system
(Sistema)

Quick Resource Locator

Dell.com/QRL/Server/PET550

Figura 10. Quick Resource Locator do PowerEdge T550 system (Sistema)
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Processador

XeON

Topicos:

¢ Recursos do processador

Recursos do processador

A pilha de processadores escalaveis Xeon® de 32 geragéo é a oferta de processador de data center de Gltima geragdo com os recursos
mais recentes, desempenho aprimorado e opgdes de memaria adicionais. Esse processador mais recente do Xeon escalavel suporta usos
dos designs de entrada baseados nos processadores Intel Xeon Silver para capacidades avangadas oferecidas no novo processador Intel
Xeon Platinum.

A seguir, ha uma lista dos recursos e fungdes que estao na proxima oferta de processadores escalaveis Intel® Xeon de 32 geracao:

UPI mais rapida com 3 Intel Ultra Path Interconnect (Intel UPI) em 11,2 GT/s (compativel com as opgdes Gold e Platinum)
E/S mais rapida com PCI Express 4 e até 64 trilhas (por soquete) a 16 GT/s

Desempenho de meméria aprimorado compativel com DIMMs de até 3200 MT/s

Maior capacidade de meméria com até oito canais € compativel com DIMM DDRA4 de até 256 GB.

Processadores suportados

Tabela 9. Processadores suportados
Nivel Process | Velocida | Cache UPI Nicleos | Threads | Turbo Velocida | Capacid | BPS TDP
ador de do (M) (GT/s) de da ade de | habilitad

clock meméria | memédria | a

(GHz) (MT/s)
Gold: 6338 2 36 12 32 64 Turbo 3200 6TB Y 205 W
Gold: 6338T 2,1 48 1.2 32 64 Turbo 3200 6TB Y 165 W
Gold: 6326 2,8 24 1.2 16 32 Turbo 3200 6TB Y 185 W
Gold: 6314U 2,3 48 1.2 32 64 Turbo 3200 6TB Y 205 W
Gold: 6312U 24 36 1,2 24 48 Turbo 3200 6TB Y 185 W
Gold: 5320 22 39 1.2 26 52 Turbo 2933 67TB Y 185 W
Gold: 53207 2,1 30 12 20 40 Turbo 2933 6TB Y 150 W
Gold: 5318S 2 36 1.2 24 48 Turbo 2933 6TB Y 165 W
Gold: 5317 2,8 18 1.2 12 24 Turbo 2933 6TB Y 150 W
Prata 4316 2,3 30 10,4 20 40 Turbo 2666 6TB N 150 W
Prata 4314 2,3 24 10,4 16 32 Turbo 2666 6TB Y 135 W
Prata 4310 2,1 18 10,4 12 24 Turbo 2666 6TB N 120 W
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Tabela 9. Processadores suportados (continuacio)

Nivel Process | Velocida | Cache UPI Nucleos | Threads | Turbo Velocida | Capacid | BPS TDP
ador de do ™M) (GT/s) de da ade de habilitad
clock memodria | memoria | a
(GHz) (MT/s)
Prata 4310T 2,3 15 10,4 10 20 Turbo 2666 6TB N 105 W
Prata 4309Y 2,6 12 104 8 16 Turbo 2666 6 TB N 105 W
Platinum |8352M [2,3 48 1,2 32 64 Turbo 3200 6TB Y 185 W
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Toépicos:

. Memoria suportada

Memoria suportada

A tabela a seguir apresenta as tecnologias de memoria compativeis com a plataforma.

Tabela 10. Tecnologias de memoéria compativeis

Memoria

Recurso

T550 (DDR4)

Tipo de DIMM

RDIMM

Velocidade da transferéncia

2933 MT/s e 3200 MT/s

Tens&o

12V (DDR4)

A tabela a seguir lista os DIMMs suportados para o T550 no langamento. Para obter as informagdes mais recentes sobre DIMMs
compativeis, consulte o Memory NDA Deck. Para obter mais informagdes sobre a configuragdo de meméria, , consulte o Manual de
servigo e instalagéo do Dell EMC PowerEdge T550 em www.dell.com/poweredgemanuals.

Tabela 11. Especificacdes da memoria

Capacidade de DIMM Max. de Mem.

Tipo de Rank de Tensado nominal e velocidade
DIMM DIMM Processador | Processador compativel da DIMM Processador | Processador

Gnico duplo dnico duplo

8 GB 16 GB DDRA4 (1,2 V), 3200 3200 2933

Rank simples

16 GB 32 GB DDRA4 (1,2 V), 3200 3200 2933
RDIMM

16 GB 32 GB DDRA4 (1,2 V), 3200 3200 2933

Rank duplo
32 GB 64 GB DDRA4 (1,2 V), 3200 3200 2933

Tabela 12. Soquetes dos médulos de memoéria

Soquetes dos moédulos de memoéria

Max. de Mem.

16, 288 pinos

3200 MT/s, 2933 MT/s
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De armazenamento

Toépicos:

. Backplane da unidade
e Controladora PERC
. Armazenamento

Backplane da unidade

Dependendo da configuragéo de seu sistema, os backplanes da unidade suportados estéo listados aqui:

Tabela 13. Opc¢des de backplane suportadas

Informacéao do Opcoes de disco compativeis

8 backplanes SAS/SATA de 2,5 polegadas

PowerEdge T550
8 backplanes SAS/SATA de 3,5 polegadas

Figura 11. Backplane de unidades de 3,5 polegadas

1. BP_PWR_1
2. BP_SIG
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Figura 12. Backplane de unidades de 2,5 polegadas

1. BP_PWR_CTRL 2. BP_SIG
3. BP_PWR_1 4. BP_DST

Controladora PERC

A familia Dell EMC PowerEdge RAID Controller (PERC) de controladoras corporativas foi projetada para desempenho aprimorado, maior
confiabilidade e tolerancia a falhas. A controladora PERC também simplifica o gerenciamento através de uma maneira poderosa e facil de
administrar para criar uma infraestrutura robusta e ajudar a maximizar o tempo de atividade do sistema.

Tabela 14. Controladoras PERC suportadas

Nivel de desempenho Descricdo

Entrada S150 (SATA) SW RAID SATA

Valor H345, HBA345, HBA355i, HBA355¢
Desempenho de valor H745, H755, H755N

Desempenho Premium H840

@ NOTA: O software RAID S150 é compativel com unidades SATAdas com o chipset SATA somente para o backplane ou unidades
NVMe em slots universais com cabo de PCle direto do processador conectado ao backplane.

Armazenamento
Tabela 15. Unidades compativeis — SAS, SATA e NVMe

Fator de Tipo | Max. | Velocidade de | Capacidades

forma de rotacdo

Mem

2,5 SATA |6GB |SSD 240 GB, 480 GB, 960 GB, 1,6 TB, 1,92 TB, 3,84 TB, 7,68 TB
polegadas

2,5 SATA |6 GB |7.200 RPM 27TB,4TB,8TB,12TB,16 TB, 18 TB
polegadas

2,5 SAS |12 GB |7.200 RPM 27TB,47TB,8TB,12TB,16 TB, 18 TB
polegadas
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Tabela 15. Unidades compativeis — SAS, SATA e NVMe (continuacdo)

Fator de Tipo |Max. |Velocidade de | Capacidades
forma de rotacao
Mem
2,5 SAS |12 GB | SSD 400 GB, 480 GB, 800 GB, 960 GB, 16 TB, 1,92 TB, 3,2 TB, 3,84 TB, 6,4 TB, 7,68 TB,
polegadas 12,8 TB, 15,36 TB
2,5 SAS |12 GB |10.000 RPM 600 GB, 1,2 TB,24TB
polegadas
2,5 SAS |12 GB |15.000 RPM 900 GB
polegadas
2,5 SAS |24 10.000 RPM 24718
polegadas B
2,5 SAS |12 TB|10.000 RPM 127TB
polegadas
3.5 SAS |8TB |7.200 RPM 8TB
polegadas
3,5 SAS |16 TB | 7.200 RPM 8TB
polegadas
M.2 SATA |6 GB | SSD 240 GB, 480 GB
u.2 NVMe | NA SSD 960 GB,1,6 TB/1,92 TB, 3,2 TB, 3,84 TB, 6,4 TB, 7,68 TB, 12,8 TB, 15,36 TB
uSD NA NA uSD 16 GB, 32 GB, 64 GB
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Sistema de rede e PCle

Toépicos:

*  Viséo geral
e Suporte a OCP 3.0
. Diretrizes de instalagéo da placa de expans&o

Visao geral

O PowerEdge oferece uma ampla variedade de opgdes para mover as informagdes de e para nossos servidores. As melhores tecnologias
do setor s&o escolhidas e 0s recursos de gerenciamento de sistemas s80 adicionados por nossos parceiros ao firmware para vincular ao
iDRAC. Esses adaptadores sdo rigorosamente validados para uso sem preocupagdes e com suporte total nos servidores da Dell.

A Matriz de adaptadores de servidor PowerEdge publicada no portal de conhecimento é o repositorio central para informagdes do
PowerEdge NIC, HBA e HCA. A matriz cobre:

NUmeros de pecga, SKUs vinculados e kits do cliente
Compatibilidade e suporte do servidor

Optica e suporte de cabo

Gerenciamento de sistemas

Recursos do adaptador

Links da folha de especificacdes

Este documento é atualizado conforme as mudangas acontecem, portanto, certifique-se de adiciona-lo aos favoritos em vez de baixar
uma copia off-line para ficar com as informagdes mais recentes.

@ NOTA: Este € um link de download direto para um .XLSX e pode ndo abrir em uma guia conforme o esperado dependendo do seu
navegador.

Suporte a OCP 3.0

Tabela 16. Lista de recursos do OCP 3.0

Recurso OCP 3.0
Fator de forma SFF

PCle geracdo Gen4

Largura maxima do PCle x16

N2 maximo de portas 4

Tipo de porta BT/SFP/SFP+/SFP28/SFP56
Velocidade méxima de porta 100 GbE
NC-SI Sim

SNAPI Sim

WolL Sim

Consumo de energia 1B5W-150 W
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Placas OCP suportadas

Tabela 17. OCP suportado

Fator de forma Fornecedor Tipo de porta Velocidade de porta Contagem de portas

OCP 3.0 Intel SFP+ 10 GbE 2

OCP 3.0 Placa de Media PC BT 1GbE 4
Broadcom

OCP 3.0 Placa de Media PC BT 10 GbE 2
Broadcom

OCP 3.0 Placa de Media PC SFP28 25 GbE 2
Broadcom

OCP 3.0 Placa de Media PC SFP28 25 GbE 4
Broadcom

OCP 3.0 Placa de Media PC SFP+ 10 GbE 2
Broadcom

OCP 3.0 QLogic BT 10 GbE 2

OCP 3.0 QLogic SFP+ 10 GbE 2

OCP 3.0 QLogic SFP28 25 GbE 2

OCP 3.0 Intel BT 1GbE 4

OCP 3.0 Intel BT 10 GbE 2

OCP 3.0 Intel SFP+ 10 GbE 4

OCP 3.0 Intel SFP28 25 GbE 2

OCP 3.0 Mellanox SFP28 25 GbE 2

OCP 3.0 SolarFlare SFP28 25 GbE 2

OCP 3.0 SolarFlare SFP28 25 GbE 2

NIC OCP 3.0 vs. Comparacoes da placa auxiliar de rede do rack

Tabela 18. Comparacao de NIC OCP 3.0, 2.0 e rNDC

Fator de forma Dell rNDC OCP 2.0 (LOM OCP 3.0 Notas
mezanino)

PCle geracédo 32 geragéo 32 geragéo 42 geragéo OCP3s compativeis sdo
SFFs (formato pequeno)

Méx. de faixas PCle x8 Até x16 Até x16 Consulte matriz de
prioridade do slot do
servidor

LOM compartilhado Sim Sim Sim Esteéo
redirecionamento de
porta iDRAC

Alimentagao auxiliar Sim Sim Sim Usado para LOM

compartilhado

Formatos de OCP
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Figura 13. Formato de placa pequena OCP 3.0 (LS)

Tabela 19. Lista de recursos do OCP 3.0

OCP 3.0
Fator de forma SFF e LFF
PCle geragédo Gen4
Largura méxima do PCle X16
Méaximo de portas 4

Tipo de porta BT/SFP/SFP+/SFP28/SFP56
Velocidade maxima de porta 100Gbe

NC-SI Sim

SNAPI Sim

Wol Sim

Consumo de energia 1BW—150W

Diretrizes de instalacao da placa de expansao

Tabela 20. Configuracdes de riser compativeis

Tipo de Configu | Processador | x16 x16 x16 x16 x4 PCH Slot | x16
configuracdo racdo es Processador | Process | Process | Processador |5 (FHHL) Processador
da riser 1Slot 1 ador 2 ador2 |[2Slot4 1Slot 6
(FHFL) Slot 2 Slot 3 (FHHL) (FHHL)
(FHFL) | (FHFL)
CO N/D 2 0 0 1 1 1 1
CO0-1 N/D 1 0 0 0 0 1 1
C1 1x Riser |2 1 0 1 1 1 1
GPU
C1-1 1x Riser |1 1 0 0 0 1 1
GPU
Cc2 2 x Riser | 2 1 1 1 1 1 1
GPU
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Tabela 21. Tipo de configuracdo CO

Tipo de placa Prioridade do slot Namero maximo de placas
FPERC 10.15 H345 Interna 2
PERC/HBA 10.15G H745 Interna 2
FPERC 11 H755N Interna 1
FPERC 11 H755 Interna 2
FPERC HBA11 HBA355i Interna 2
FPERC 11 H355 Interna 2
NIC 25 Gb: Broadcom, 4,6,3 3
Intel, Mellanox

HBA: FC16: Qlogic, Avago |4, 6, 3 3
NIC 10 Gb: Broadcom, Intel |4, 6, 3 3
NIC 1 Gb: Broadcom, Intel |4, 6, 3,5 4
OCP 25 Gb: Broadcom, Interna 1
Intel, Mellanox

OCP 10 Gb: Broadcom, Interna 1
Intel, Mellanox

OCP 1 Gb: Broadcom, Intel, | Interna 1
Mellanox

BOSS S2: Inventec Interna 1
SSD de 39 geragdo PCle: 14,6, 3,5 4
Intel

SSD de 42 geragéo PCle:  |4,6,3 3
Samsung

GPU: Nvidia T4 4,6,3 3
Maodulo da porta serial: 5 1
Inventec

Adaptador externo 4,6,3 3
Foxconn H840

Adaptador externo 4,6,3 3
Foxconn HBA355e

aPERC HBA11 HBA355i 6 1

Tabela 22. Tipo de confi

guracéao CO0-1

Tipo de placa Prioridade do slot Ndamero maximo de placas
FPERC 10.15 H345 Interna 2
PERC/HBA 10.15G H745 | Interna 2
FPERC 11 H755N Interna 1
FPERC 11 H755 Interna 2
FPERC HBA11 HBA355i Interna 2
FPERC 11 H355 Interna 2
NIC 25 Gb: Broadcom, 6 1
Intel, Mellanox
HBA: FC16: Qlogic, Avago |6 1
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Tabela 22. Tipo de configuracdo C0-1 (continuacao)

Tipo de placa Prioridade do slot Namero maximo de placas

NIC 10 Gb: Broadcom, Intel | 6 1

NIC 1 Gb: Broadcom, Intel |6, 5 2

OCP 25 Gb: Broadcom, Interna 1

Intel, Mellanox

OCP 10 Gb: Broadcom, Interna 1

Intel, Mellanox

OCP 1 Gb: Broadcom, Intel, | Interna 1

Mellanox

BOSS S2: Inventec Interna 1

SSD de 32 geragéo PCle: | 6,5 2

Intel

SSD de 42 geragéo PCle: | 6,5 2

Samsung

GPU: Nvidia T4 6 1

Maodulo da porta serial: 5 1

Inventec

Adaptador externo 4,6,3 3

Foxconn H840

Adaptador externo 4,6,3 3

Foxconn HBA355e

aPERC HBA11 HBA355i 6 1
Tabela 23. Tipo de configuracdo C1

Tipo de placa Prioridade do slot Namero maximo de placas
FPERC 10.15 H345 Interna 2
PERC/HBA 10.15G H745 | Interna 2
FPERC 11 H755N Interna 1
FPERC 11 H755 Interna 2
FPERC HBA11 HBA355i Interna 2
FPERC 11 H355 Interna 2
NIC 25 Gb: Broadcom, 1,4,6,3 4
Intel, Mellanox

HBA: FC16: Qlogic, Avago [1,4, 6,3 4
NIC 10 Gb: Broadcom, Intel |1,4, 6, 3 4
NIC 1 Gb: Broadcom, Intel  |1,4, 6, 3,5 5
OCP 25 Gb: Broadcom, Interna 1
Intel, Mellanox

OCP 10 Gb: Broadcom, Interna 1
Intel, Mellanox

OCP 1 Gb: Broadcom, Intel, | Interna 1
Mellanox

BOSS S2: Inventec Interna 1
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Tabela 23. Tipo de configuracdo C1 (continuacéo)

Foxconn HBA355e

Tipo de placa Prioridade do slot Namero maximo de placas
SSD de 39 geragédo PCle: |1, 4,6, 3,5 5
Intel

SSD de 49 geragéo PCle: (1, 4,6, 3 4
Samsung

GPU: Nvidia A10, A30, A40 |1 1
GPU: Nvidia T4 1,4,6,3 4
Maodulo da porta serial: 5 1
Inventec

Adaptador externo 1,4,6,3 4
Foxconn H840

Adaptador externo 1,4,6,3 4
Foxconn HBA355¢e

Adaptador externo 6 1

Tabela 24. Tipo de confi

guracéao C1-1

Tipo de placa Prioridade do slot Ndmero maximo de placas
FPERC 10.15 H345 Interna 2
PERC/HBA 10.15G H745 Interna 2
FPERC 11 H755N Interna 1
FPERC 11 H755 Interna 2
FPERC HBA11 HBA355i Interna 2
FPERC 11 H355 Interna 2
NIC 25 Gb: Broadcom, 1,6 2
Intel, Mellanox

HBA: FC16: Qlogic, Avago |1, 6 2
NIC 10 Gb: Broadcom, Intel |1, 6 2
NIC 1 Gb: Broadcom, Intel |1, 6,5 3
OCP 25 Gb: Broadcom, Interna 1
Intel, Mellanox

OCP 10 Gb: Broadcom, Interna 1
Intel, Mellanox

OCP 1 Gb: Broadcom, Intel, | Interna 1
Mellanox

BOSS S2: Inventec Interna 1
SSD de 32 geragéo PCle:  [1,6,5 3
Intel

SSD de 49 geragéo PCle: 1,6 2
Samsung

GPU: Nvidia A10, A30, A40 |1 1
GPU: Nvidia T4 1,6 2
Modulo da porta serial: 5 1
Inventec
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Tabela 24. Tipo de configuracdao C1-1 (continuacéo)

Tipo de placa Prioridade do slot Namero maximo de placas
Adaptador externo 1,6 2
Foxconn H840
Adaptador externo 1,6 2
Foxconn HBA355¢e
aPERC HBA11 HBA355i 6 1
Tabela 25. Tipo de configuracdo C2

Tipo de placa Prioridade do slot Ndmero maximo de placas
FPERC 10.15 H345 Interna 2
PERC/HBA 10.15G H745 Interna 2
FPERC 11 H755N Interna 1
FPERC 11 H755 Interna 2
FPERC HBA11 HBA355i Interna 2
FPERC 11 H355 Interna 2
NIC 25 Gb: Broadcom, 1,2,4,6,3 5
Intel, Mellanox

HBA: FC16: Qlogic, Avago |1,2,4, 6,3 5
NIC 10 Gb: Broadcom, Intel |1,2,4,6, 3 5
NIC 1 Gb: Broadcom, Intel  |1,2,4,6,3,5 6
OCP 25 Gb: Broadcom, Interna 1
Intel, Mellanox

OCP 10 Gb: Broadcom, Interna 1
Intel, Mellanox

OCP 1 Gb: Broadcom, Intel, | Interna 1
Mellanox

BOSS S2: Inventec Interna 1
SSD de 39 geragéo PCle: 1,2,4,6,3 5 6
Intel

SSD de 49 geragdo PCle:  [1,2,4,6,3 5
Samsung

GPU: Nvidia A10, A30, A40 |1, 2 2
GPU: Nvidia T4 1,2,4,6,3 5
Maodulo da porta serial: 5 1
Inventec

Adaptador externo 1,2,4,6,3 5
Foxconn H840

Adaptador externo 1,2,4,6,3 5
Foxconn HBA355e

aPERC HBA11 HBA355i 6 1
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Energia, térmica e acustica

Os servidores PowerEdge tém uma extensa colegéo de sensores que automaticamente monitoram a atividade térmica, o que ajuda a
regular a temperatura e, com isso, reduzido o ruido do servidor e o consumo de energia. A tabela abaixo lista as ferramentas e tecnologias
que a Dell oferece para reduzir o consumo de energia e aumentar a eficiéncia no uso de energia:

Toépicos:

*  Alimentagé&o
e Térmico
e Acustica

Alimentacao

Tabela 26. Ferramentas e tecnologias de energia

Recurso

Descricao

Portfélio de unidades de fonte
de alimentagao (PSU)

O portfdlio de PSU da Dell inclui recursos inteligentes, como fazer otimizagdo dindmica do uso de
energia enquanto mantém disponibilidade e redundancia. Encontre informagdes adicionais na se¢éo
Unidades de distribuicdo de energia.

Ferramentas para
dimensionamento correto

O EIPT (Enterprise Infrastructure Planning Tool) € uma ferramenta que pode ajudar a determinar a
configuragdo mais eficiente possivel. O EIPT da Dell pode calcular o consumo de energia do hardware,
da infraestrutura de energia e do armazenamento tem uma carga de trabalho dada. Saiba mais em
www.dell.com/calc.

Conformidade com o setor

Os servidores da Dell estdo em conformidade com todas as certificagdes e diretrizes relevantes do
setor, inclusive 80 PLUS, Climate Savers e ENERGY STAR.

Exatiddo do monitoramento de
energia

As melhorias do monitoramento energético de PSU incluem:

e Atualmente, a precisdo do monitoramento de energia da Dell é 1%, enquanto o padréo do setor é de
5%
Geracao de relatérios de energia mais precisos
Melhor desempenho com limitagéo de energia

Limitagcdo de energia

Use o gerenciamento de sistemas da Dell para definir o limite de energia de seus sistemas para limitar
a saida de uma PSU e reduzir o consumo de energia do sistema. A Dell é a primeira fornecedora de
hardware a aproveitar o Intel Node Manager para terminag&o de cadeia rapida.

Gerenciamento de sistemas

O iDRAC Enterprise e Datacenter fornecem gerenciamento no nivel do servidor que monitora, relata e
controla o consumo de energia no nivel do processador, da memoria e do sistema.

O Dell OpenManage Power Center oferece gerenciamento de energia do grupo no nivel de rack, linha e
data center para servidores, unidades de distribuigdo de energia e fontes de alimentac&o ininterrupta.

Gerenciamento de energia
ativo

O gerenciador de nds é uma tecnologia integrada que disponibiliza recursos para geragéo de relatérios
de energia e limite de energia no nivel de servidor individual. A Dell oferece uma solugdo completa

de gerenciamento de energia composta pelo Intel Node Manager acessado por meio do Dell iDRAC9
Datacenter e OpenManage Power Center, que permite o gerenciamento baseado em politicas de
energia e temperatura no nivel de servidor, rack e data center individuais. A tecnologia hot spare reduz
o consumo de fontes de alimentagdo redundantes. O controle térmico em uma velocidade otimiza as
configuragBes térmicas para o0 seu ambiente para reduzir o consumo de ventilador e reduzir o consumo
de energia do sistema.
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Tabela 26. Ferramentas e tecnologias de energia (continuacao)

Recurso

Descricao

A energia ociosa permite que os servidores Dell funcionem com a mesma eficiéncia quando ociosos ou
com carga de trabalho total.

Refrigeragdo com ar fresco

Consulte Restrigao térmica de ASHRAE A3/AA4.

Infraestrutura de rack

A Dell oferece algumas das solugdes de infraestrutura de energia de maior eficiéncia do setor, inclusive:
e Unidades de distribuic&o de energia (PDUs)

e Fontes de alimentagao ininterrupta (UPSs)

e Compartimentos de contencgéo para rack Energy Smart

Encontre informagdes adicionais em: https://www.delltechnologies.com/en-us/servers/power-and-
cooling.htm.

Especificacdes da fonte de alimentacao

O sistema PowerEdge T550

suporta até duas unidades de distribuicdo de energia CA (PSUs):

Tabela 27. Especificacdes da fonte de alimentacédo

Fonte de Classe | Dissip | Frequénci | Tensdo CA CcC Atual
alimentacao acao a
de Alta poténcia | Baixa
calor 200a240V poténcia 100
(maxi a-120v
ma)
Modo misto Platinum | 2250 100 - 240V, 600 W 600 W N/D 71-36A
de 600 W BTU/h | 50/60 Hz | deteccédo
automatica
N/D 2250 240V CC, N/D N/D 600 W 29A
BTU/h N/D detecgao
automatica
Modo misto Platinum | 3000 100 - 240V, 800 W 800 W N/D 92A-47A
de 800 W BTU/h | 50/60 Hz | deteccéo
r automatica
N/D 3000 240V CC, N/D N/D 800 W 38A
BTU/h N/D deteccao
r automatica
1100 W CC N/D 4265 -48-(-60) V N/D N/D 1100 W CC 27 A
BTU/h N/D
r
Modo misto Titanium | 4100 100 - 2400V, 100 W 1050 W N/D 12A-63A
de 1100 W BTU/h | 50/60 Hz | deteccado
automéatica
N/D 4100 240V CC, N/D N/D 1100 W CC 52A
BTU/h N/D deteccao
automatica
Modo misto Platinum | 5250 100 - 240V, 1400 W 1050 W N/D 12A-8A
de 1400 W BTU/h | 50/60 Hz | deteccdo
r automatica
N/D 5250 240V CC, N/D N/D 1400 W 6,6 A
BTU/h N/D deteccao
r automatica
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Tabela 27. Especificacdes da fonte de alimentacdo (continuacao)

Fonte de Classe | Dissip | Frequénci | Tensdo CA CcC Atual
alimentacdo acdo |a - -

de Alta poténcia | Baixa

calor 200a240V poténcia 100

(maxi a-120v

ma)
Modo misto Platinum | 9000 100 - 240V, 2400 W 1400 W N/D 1BA-135A
de 2.400 W BTU/h | 50/60 Hz | deteccéo

r automéatica

N/D 9000 240V CC, N/D N/D 2400 W 1,2A
BTU/h N/D deteccao
r automética

@ NOTA: Este sistema foi também criado para ser conectado a sistemas de energia de TI com uma tenséo fase-a-fase de até 240 V.

@ NOTA: A dissipagéo de calor é calculada com base na poténcia nominal da fonte de alimentag&o.

@ NOTA: Ao selecionar ou fazer o upgrade da configuragéo do sistema, para assegurar utilizagdo ideal da energia, verifique o consumo
de energia do sistema com a solugdo Dell Energy Smart Advisor disponivel em Dell.com/ESSA.

Térmico

Os servidores PowerEdge tém uma extensa colegéo de sensores que automaticamente monitoram a atividade térmica, o que ajuda a
regular a temperatura e, com isso, reduzido o ruido do servidor e o consumo de energia.

Projeto térmico

O gerenciamento térmico ajuda a fornecer alto desempenho com a quantidade certa de refrigeragdo aos componentes, enguanto mantém
a menor velocidade do ventilador possivel. Isso é feito em uma ampla faixa de temperatura ambiente de 10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F) e
para faixas estendidas da temperatura ambiente.

*Componenthardware reliability remains the top thermal priority.
1. Reliability * System thermal architectures and thermal control algorithms are designedto
ensure there are no tradeoffs in systemlevel hardware life.

+Performance and uptime are maximized through the development of cooling
solutions that meet the needs of even the densest of hardware configuraticns.

2. Performance

+15G servers are designedwith an efficientthermal solution to minimize power
and airflow consumption, and/or acoustics for acoustical deployments.

+Dell's advanced thermal control algarithms enable minimization of system fans
speeds while meeting the above Reliability and Performance tenets.

3. Efficiency

« System management settings are provided such that customers have options to

4. Management customize for their unique hardware, environments, and/or workloads.

+Forward compatibility means that thermal controls and thermal architecture
5. Forward solutions are robust to scale to new components that historically would have
Compatibility otherwise required firmware updates to ensure proper ceoling.

+The frequency of required frmware updates is thus reduced.

Figura 14. Caracteristicas do projeto térmico

O projeto térmico do Dell PowerEdge T550 reflete o seguinte:

e Projeto térmico ideal: o layout do sistema € planejado para proporcionar projeto térmico ideal.

e (O posicionamento e layout dos componentes do sistema sdo projetados para fornecer cobertura maxima de fluxo de ar para
componentes essenciais com gasto minimo de energia do ventilador.
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e (Gerenciamento térmico abrangente: o sistema de controle térmico regula a rotagéo do ventilador com base em varias respostas
diferentes de todos os sensores de temperatura dos componentes do sistema, bem como no inventério de configuragcdes do sistema.
O monitoramento de temperatura inclui componentes como processadores, DIMMSs, chipset, 0 ambiente de entrada de ar, unidades de
disco rigido e OCP.

e Controle de loop térmico fechado e aberto da rotagéo do ventilador: o controle de circuito térmico aberto usa configuracdo do sistema
para determinar a rotacdo do ventilador com base na temperatura do ar de entrada. O método de loop fechado de controle térmico
usa temperaturas de feedback para determinar dinamicamente as rotacdes adequadas do ventilador.

e Configuragdes configuraveis pelo usuario: Com o entendimento e a percepgéo de que cada cliente tem um conjunto Unico de
circunstancias ou expectativas do sistema, nesta geragdo de servidores, introduzimos configuragdes limitadas, configuraveis pelo
usuario, que residem na tela de configuragdo da BIOS iDRAC. Para obter mais informagdes, consulte o Manual de instalagéo e servigo
do Dell EMC PowerEdge T550 no site www.dell.com/poweredgemanuals e "Controle térmico avangado: otimizagdo ambiental e metas
de energia" em Dell.com (em inglés).

e Redundéncia de refrigeracdo: o T550 com mais de 4 ventiladores permite redundéncia N+1 para ventilador, permitindo que a operacdo
continue se ocorrer a falha de um ventilador do sistema.

e Especificagdes ambientais: 0 gerenciamento térmico otimizado torna o T550 confidvel em ampla variedade de ambientes operacionais.

Acustica

Projeto acustico

O Dell EMC PowerEdge oferece qualidade de som e resposta de transientes suave, além dos niveis de poténcia sonora e niveis de presséo
sonora orientados a ambientes de implementacéo.

A qualidade de som descreve o quao perturbador ou agradavel uma pessoa considera um som, em fungéo de uma variedade de métricas e
limites psicoacusticos. O proeminéncia de tom é uma dessas métricas.

Resposta de transientes refere-se a forma como o som muda com o tempo.
O nivel de poténcia sonora, o nivel de pressdo sonora € a intensidade referem-se a amplitude do som.

Uma referéncia para comparagdo com os niveis de press&o sonora e volume para fontes de ruido familiares é fornecida na tabela a seguir.

Tabela 28. Pontos de referéncia acistica e comparacdes de resultados

Valor medido nos ouvidos Experiéncia de ruido familiar
equivalente

LpA, dBA, re 20uPa Sonoridade, sones

90 80 Concerto alto

75 40 Data center, limpeza de vacuo, a voz deve
ser elevada para ser ouvida

60 10 Niveis de conversas

45 4 Sussurrando, layout do escritério aberto,

sala de estar normal

35 2 Escritério silencioso
30 1 Biblioteca silenciosa
20 0 Estudio de gravacdo

Para obter mais informagdes sobre o design acustico e as métricas do PowerEdge, consulte Nocdes basicas sobre dados acusticos e
causas do som em produtos Dell Enterprise.

Especificacées acusticas do PowerEdge

Para obter mais informacgdes sobre especificagdes acusticas, consulte ENG0019663. (Consulte as definicbes de categoria)
Normalmente, a Dell categoriza os servidores em cinco categorias de uso acusticamente aceitavel:

e (Categoria 1: plataforma em ambiente de escritério
e (Categoria 2: piso no ambiente de escritorio
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e (Categoria 3: espago de uso geral
Categoria 4: data center assistido

e (Categoria b: data center automatico

Categoria 1: piso em ambiente de escritério

Quando a Dell determina que um produto Enterprise especifico deve ser usado em uma plataforma no ambiente de escritério, por exemplo,
em uma mesa aproximadamente na altura de um usuario sentado, aplica-se a especificagdo acUstica da tabela a seguir. Torres pequenas e
leves s80 exemplos desse tipo de produto.

Tabela 29. Categoria 1 Dell Enterprise, categoria de especificacdo acistica de “plataforma em ambiente de

escritorio”.

Posicédo da Métrico, re- Modos de teste, re AC0159 (deve estar em estado estacionario, consulte AC0159,
medida re AC0159 exceto onde indicado abaixo)
ACO0158
Espera em Ocioso em Operacdo em Simule (ou seja, defina
temperatura temperatura temperatura as velocidades do ventilador
ambiente de 23 | ambiente de 23 | ambiente de 23 | representativas) para inativo em
x2°C x2°C +2°C -sendo |28 e 35°C ambiente, e para 100%
houver de carga e configuracdo maxima,
especificacédo em 35°C ambiente
diferente no
documento de
configuracdo do
programa, sdo
exigidos os
modos de
operacdo do
processador e
do disco rigido.
Poténcia sonora | LWA,m, B <42 <47 <50 Relatar
Qualidade do som | Tons, Hz, dB Sem tons proeminentes conforme os critérios D.10.6 e Tons a relatar
(as duas posigoes D.10.8 da ECMA-74
devem atender -
aos limites): Tonalidade, tu < 0.35 <0.35 < 0.35 Relatar
microfone de | Modulagzo Dell, | < 35 < 35 <35 Relatar
cabega biauricular | o,
frontal e traseiro
Sonoridade, Relatar Relatar Relatar Relatar
sones
Ponto Unico de Relatar Relatar Relatar Relatar
LpA, dBA
Cabeca Transientes e Oscilagdo (consulte ACO159), se observada, durante [ N/D
biauricular frontal observagao de 20 minutos em condi¢&o estavel, deve
atender aos dois seguintes critérios:
o Max. {ALpA} <3.0dB
o Contagem de eventos < 3 para "1,5 dB < ALpA <
3,0dB"
o O salto acustico (consulte ACO159) durante
a transigcdo de velocidade do equipamento de
movimentag&o de ar do modo ocioso para 0 modo
de operag&o deve ser < 15dB.
e Comportamento na inicializag&o
o Relatério do comportamento de inicializagdo re.
ACO0159
o Alinicializacdo deve prosseguir sem problemas,
ou seja, sem saltos repentinos ou grandes, e a
velocidade do ventilador durante a inicializagéo
ndo deve exceder 50% de seu méaximo
e Entradas de transientes: relatar niveis de pressao
sonora no tempo no histérico de tempo re AC0159
“Trem de fungbes em etapa no processador”
Qualquer uma Outros

Sem batidas, guinchos ou ruidos inesperados
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Tabela 29. Categoria 1 Dell Enterprise, categoria de especificacdo acistica de “plataforma em ambiente de
escritorio”. (continuacio)

Posicdo da
medida re
ACO0158

Métrico, re-
ACO0159

Modos de teste, re AC0159 (deve estar em estado estacionario, consulte AC0159,
exceto onde indicado abaixo)

Espera em
temperatura
ambiente de 23
+2°C

Ocioso em
temperatura
ambiente de 23
x2°C

Operacdo em
temperatura
ambiente de 23
+ 2 °C - se ndo
houver
especificacdo
diferente no
documento de
configuracao do
programa, sdo
exigidos os
modos de
operacdo do
processador e
do disco rigido.

Simule (ou seja, defina

as velocidades do ventilador
representativas) para inativo em
28 e 35°C ambiente, e para 100%
de carga e configuracdo maxima,
em 35°C ambiente

O som deve ser "uniforme" em torno do EUT (um lado n&o deve ser muito mais alto do que o

outro)

Salvo especificacdo diferente, as configuragdes "padrao” associadas as condi¢cdes térmicas
devem ser selecionadas para o BIOS e iDRAC.

CondigBes especificas de operagéo serdo definidas em "Configuragdes e dependéncias de
configurag&o" para cada plataforma.

Pressdo sonora

LpA reportado,
dBA, re-AC0158
e documento de
configurag&o do
programa

Relatar para
todos os
microfones

Relatar para
todos os
microfones

Relatar para
todos os
microfones

Relatar para todos os microfones

Categoria 2: piso no ambiente de escritério

Quando a Dell determina que um produto Enterprise especifico deve ser usado principalmente quando esta no piso, ou seja, proximo dos
pés de um usuério, é aplicavel a especificagdo acUstica da tabela abaixo. O ruido do produto ndo deve ser incomodar ou, de outra forma,
interferir nos pensamentos ou fala do usuario, por exemplo, ao telefone.

Tabela 30. Categoria 2 Dell Enterprise, categoria de especificacdo acustica ‘“Piso no ambiente de escritério

cabeca biauricular
frontal e traseiro

%

Posicédo da Métrico, re- Modos de teste, re AC0159 (deve estar em estado estacionario, consulte AC0159,
medida re ACO0159 exceto onde indicado abaixo)
ACO0158
Espera em Ocioso em Operacdo em Simule (ou seja, defina
temperatura temperatura temperatura as velocidades do ventilador
ambiente de 23 | ambiente de 23 | ambiente de 23 | representativas) para inativo em
x20°C +2°C +2°C -sendo |28e 35°C ambiente, e para 100%
houver de carga e configuracdo maxima,
especificacdo em 35°C ambiente
diferente no
documento de
configuracao do
programa, sido
exigidos os
modos de
operacdo do
processador e
do disco rigido.
Poténcia sonora | LWAmM, B <49 <5/ <54 Relatar
Qualidade do som | Tons, Hz, dB Sem tons proeminentes conforme os critérios D.10.6 e Tons a relatar
(as duas posicdes D.10.8 da ECMA-74
devem atender -
aos limites): Tonalidade, tu <0.35 <0.35 < 0.35 Relatar
microfone de Modulacao Dell, | <35 <35 <35 Relatar
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Tabela 30. Categoria 2 Dell Enterprise, categoria de especificacdo acustica “Piso no ambiente de
escritorio (continuacao)

Posicdo da
medida re
ACO0158

Métrico, re-
ACO0159

Modos de teste, re AC0159 (deve estar em estado estacionario, consulte AC0159,
exceto onde indicado abaixo)

Espera em
temperatura
ambiente de 23
+2°C

Ocioso em
temperatura
ambiente de 23
x2°C

Operacdo em
temperatura
ambiente de 23
* 2 °C - se ndao
houver
especificacdo
diferente no
documento de
configuracao do
programa, sdo
exigidos os
modos de
operacdo do
processador e
do disco rigido.

Simule (ou seja, defina

as velocidades do ventilador
representativas) para inativo em
28 e 35°C ambiente, e para 100%
de carga e configuracdao maxima,
em 35°C ambiente

Sonoridade,
sones

Relatar

Relatar

Relatar

Relatar

Ponto Unico de
LpA, dBA

Relatar

Relatar

Relatar

Relatar

Cabeca
biauricular frontal

Transientes

e (Oscilag&o (consulte ACO159), se observada, durante
observacado de 20 minutos em condicdo estavel, deve

atender aos dois seguintes critérios:

o Méx. {ALpA} < 3.0dB
o Contagem de eventos < 3 para "1,5 dB < ALpA <

3,0 dB"

e O salto acustico (consulte AC0159) durante
a transigcéo de velocidade do equipamento de
movimentag&o de ar do modo ocioso para 0 modo
de operagéo deve ser < 15dB.

e Comportamento na inicializag&o
o Relatério do comportamento de inicializag&o re.

AC0159

o Alinicializagio deve prosseguir sem problemas,
ou seja, sem saltos repentinos ou grandes, e a
velocidade do ventilador durante a inicializag&o
nao deve exceder 50% de seu maximo
e Entradas de transientes: relatar niveis de pressao
sonora no tempo no histérico de tempo re AC0159
“Trem de fungdes em etapa no processador”

N/D

Qualquer uma

Qutros

Sem batidas, guinchos ou ruidos inesperados
o O som deve ser "uniforme" em torno do EUT (um lado ndo deve ser muito mais alto do que o

outro)

e Salvo especificagdo diferente, as configuragdes "padréo” associadas as condigdes térmicas
devem ser selecionadas para o BIOS e iDRAC.
e Condicdes especificas de operacéo sdo definidas em "Configuracdes e dependéncias da
configurag&o" para cada plataforma.

Press&o sonora

LpA reportado,
dBA, re-AC0158
e documento de
configuragdo do
programa

Relatar para
todos os
microfones

Relatar para
todos os
microfones

Relatar para
todos os
microfones

Relatar para todos os microfones

Categoria 3: espago de uso geral

Quando a Dell determina que um produto Enterprise especifico deve ser usado predominantemente em um espago de uso geral, a
especificacdo acUstica da tabela abaixo se aplica. Esses produtos podem ser encontrados em laboratérios, escolas, restaurantes, layouts
de espaco de escritério aberto, armarios pequenos ventilados etc., ainda que ndo fiquei proximos a nenhuma pessoa especifica nem sejam
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em grande quantidade nos locais. Pessoas proximas a alguns desses produtos ndo devem ter nenhum impacto sobre a inteligibilidade da

fala ou incémodo do ruido do produto. Um exemplo é um produto de rack em uma mesa em uma area comum.

Tabela 31. Categoria 3 Dell Enterprise, categoria de especificacdes acusticas de “Uso geral”.

Sem batidas, guinchos ou ruidos inesperados

Posicdo da Métrico, re- Modos de teste, re AC0159 (deve estar em estado estacionario, consulte AC0159,
medida re ACO0159 exceto onde indicado abaixo)
ACO0158
Espera em Ocioso em Operacdo em Simular (ou seja, definir
temperatura temperatura temperatura velocidades representativas para
ambiente de 23 | ambiente de 23 | ambiente de 23 | o equipamento de movimentacéo
x2°C x2°C + 2 °C - se ndo |do ar) para ocioso em
houver temperatura ambiente de 28 e
especificacdo 35°C e para 100% de carga
diferente no e configuracdo maxima em
documento de | temperatura ambiente de 35°C
configuracao do
programa, sido
exigidos os
modos de
operacdo do
processador e
do disco rigido.
Poténcia sonora | LWAmM, B <52 <55b <58 Relatar
Qualidade do som | Tons, Hz, dB Sem tons proeminentes conforme os critérios D.10.6 e Tons a relatar
(as duas posicdes D.10.8 da ECMA-74
devem atender -
aos limites): Tonalidade, tu <0.35 <0.35 <0.35 Relatar
microfone de Modulacdo Dell, | <40 <40 <40 Relatar
cabega biauricular | o,
frontal e traseiro
Sonoridade, Relatar Relatar Relatar Relatar
sones
Ponto Unico de Relatar Relatar Relatar Relatar
LpA, dBA
Cabeca Transientes e Oscilagdo (consulte ACO159), se observada, durante | N/D
biauricular frontal observacgado de 20 minutos em condigdo estavel, deve
atender aos dois seguintes critérios:
o Max. {ALpA} <3.0dB
o Contagem de eventos < 3 para "1,5 dB < ALpA <
3,0 dB"
Informe o salto acustico (consulte AC0159) durante
a transicdo da velocidade do equipamento de
movimentag&o do ar do modo ocioso para o modo
de operagéo.
e Comportamento na inicializag&o
o Relatério do comportamento de inicializag&o re.
AC0159
o Alinicializagdo deve prosseguir sem problemas,
ou seja, sem saltos repentinos ou grandes e a
velocidade do equipamento de movimentag&o do
ar durante a inicializagdo ndo deve exceder 50%
de seu maximo
e Entradas de transientes: relatar niveis de pressao
sonora no tempo no histérico de tempo re ACO159
“Trem de fungdes em etapa no processador”
Qualquer uma QOutros

O som deve ser "uniforme" em torno do EUT (um lado n&o deve ser muito mais alto do que o

outro)

Salvo especificacdo diferente, as configuragdes "padrdo” associadas as condi¢cdes térmicas
devem ser selecionadas para o BIOS e iDRAC.
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Tabela 31. Categoria 3 Dell Enterprise, categoria de especificacdes acusticas de “Uso geral”. (continuacao)

Posicdo da
medida re
ACO0158

Métrico, re-
ACO0159

Modos de teste, re AC0159 (deve estar em estado estacionario, consulte AC0159,
exceto onde indicado abaixo)

Espera em
temperatura
ambiente de 23
+2°C

Ocioso em
temperatura
ambiente de 23
x2°C

Operacdo em
temperatura
ambiente de 23
+ 2 °C - se ndo
houver
especificacdo
diferente no
documento de
configuracao do
programa, sdo
exigidos os
modos de
operacdo do
processador e
do disco rigido.

Simular (ou seja, definir
velocidades representativas para
o equipamento de movimentacao
do ar) para ocioso em
temperatura ambiente de 28 e
35°C e para 100% de carga

e configuracdo maxima em
temperatura ambiente de 35°C

CondigBes especificas de operagéo serédo definidas em "Configuragdes e dependéncias de
configurag&o" para cada plataforma.

Pressdo sonora

LpA reportado,
dBA, re-AC0158
e documento de

Relatar para
todos os
microfones

Relatar para
todos os
microfones

Relatar para
todos os
microfones

Relatar para todos os microfones

configurag&o do
programa

Categoria 4: data center assistido

Quando a Dell determina que um produto Enterprise especifico deve ser usado predominantemente em um data center assistido, a
especificagéo acUstica da tabela se aplica. A frase "data center assistido" é usada para significar um espago no qual muitas (de dezenas a
milhares) de produtos Enterprise séo implementados nas proximidades (ou seja, na mesma sala) que a equipe cuja fala (talvez com vozes
elevadas) deve ser inteligivel apesar do ruido do data center. Programas de monitoramento de audi¢do ou de protec¢&o a audi¢do ndo

s80 esperados nessas areas. Exemplos dessa categoria incluem produtos de rack monolitico. Quando a Dell determina que um produto
Enterprise especifico deve ser usado predominantemente em um espago de uso geral, a especificagdo acUstica da tabela acima se aplica.
Esses produtos podem ser encontrados em laboratérios, escolas, restaurantes, layouts de espaco de escritorio aberto, armarios pequenos
ventilados etc., ainda que n&o fiquei préximos a nenhuma pessoa especifica nem sejam em grande quantidade nos locais. Pessoas proximas
a alguns desses produtos ndo devem ter nenhum impacto sobre a inteligibilidade da fala ou incémodo do ruido do produto. Um exemplo €

um produto de rack em uma mesa em uma area comum.

Tabela 32. Categoria de especificacdo acistica Dell Enterprise Categoria 4 “Data Center Assistido”

%

Posicdo da Métrico, re- Modos de teste, re AC0159 (deve estar em estado estacionario, Simular (ou
medida re ACO0159 consulte AC0159, exceto onde indicado abaixo) seja, definir
AC0158 velocidade
Espera em Ocioso em Operacdo em Simular (ou representativa
temperatura temperatura temperatura seja, definir a do ventilador)
ambiente de 23 | ambiente de 23 | ambiente de 23 | velocidade para 100% de
x2°C x2°C + 2 °C - se ndo |representativa |cargae
houver do ventilador) configuracdo
especificacdo para modo maxima, a uma
diferente no ocioso em temperatura
documento de | temperatura ambiente de
configuracdo do | ambiente de 28 | 350C
programa, sio |e 35°C
exigidos os
modos de
operacdo do
processador e
do disco rigido.
Poténcia sonora | LWAm, B Relatar <6,9 <71 Relatar <85
Cabeca Tons, Hz, dB Relatar <15dB <15dB Relatar <20dB
biauricular frontal
Tonalidade, tu Relatar Relatar Relatar Relatar Relatar
Modulagéo Dell, Relatar Relatar Relatar Relatar Relatar
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Tabela 32. Categoria de especificacdo aciistica Dell Enterprise Categoria 4 “Data Center
Assistido” (continuacao)

Sem batidas, guinchos ou ruidos inesperados

Posicdo da Métrico, re- Modos de teste, re AC0159 (deve estar em estado estacionario, Simular (ou
medida re ACO0159 consulte AC0159, exceto onde indicado abaixo) seja, definir
ACO0158 - = - velocidade
Espera em Ocioso em Operacdo em Simular (ou representativa
temperatura temperatura temperatura seja, definir a do ventilador)
ambiente de 23 | ambiente de 23 | ambiente de 23 | velocidade para 100% de
x2°C x2°C + 2 °C - se ndo |representativa |cargae
houver do ventilador) configuracio
especificacdo para modo maxima, a uma
diferente no ocioso em temperatura
documento de |temperatura ambiente de
configuracdo do | ambiente de 28 | 35°C
programa, sdo |e 35°C
exigidos os
modos de
operacdo do
processador e
do disco rigido.
Sonoridade, Relatar Relatar Relatar Relatar Relatar
sones
Ponto unico de Relatar Relatar Relatar Relatar Relatar
LpA, dBA
Transientes e (Oscilagéo (consulte ACO159), se observada, durante | N/D
observacado de 20 minutos em condicdo estavel, deve
atender aos dois seguintes critérios:
o Max. {ALpA} <3.0dB
o Contagem de eventos < 3 para "1,5 dB < ALpA <
3,0 dB"
o O salto acustico (consulte AC0159) durante
a transigcéo de velocidade do equipamento de
movimentagdo de ar do modo ocioso para 0 modo
de operacéo deve ser < 15dB.
o Comportamento na inicializag&o
= Relatério do comportamento de inicializag&o
re. ACO159
= Alinicializago deve prosseguir sem
problemas, ou seja, sem saltos repentinos ou
grandes, e a velocidade do ventilador durante
a inicializagdo ndo deve exceder 50% de seu
maximo
oo Entradas temporarias: relatério dos niveis de presséo
sonora do histérico de tempo referente a AC0159 “Trem
de Etapa”
Funcdes no processador"
Qualquer uma QOutros

O som deve ser "uniforme" em torno do EUT (um lado n&o deve ser muito mais alto do que o

outro)

Salvo especificagdo diferente, as configuragdes "padréo” associadas as condigdes térmicas
devem ser selecionadas para o BIOS e iDRAC.

Condigdes especificas de operagao seréo definidas em "Configuragdes e dependéncias de
configurag&o" para cada plataforma.

Press&o sonora

LpA informado,
dBA

Relatar para
todos os
microfones

Relatar para
todos os
microfones

Relatar para
todos os
microfones

Relatar para
todos os
microfones

Relatar para
todos os
microfones

Categoria 5: data center automatico

Energia, térmica e acustica

45



Quando a Dell determina que um produto corporativo especifico deve ser usado predominantemente em um data center autbnomo

(e ndo blades ou gabinetes de blade; eles tém sua propria categoria), entdo se aplica a especificacdo acUstica na tabela abaixo. A

frase "data center auténomo" é usada para significar um espago no qual muitos (de dezenas a 1000) de produtos Enterprise s&o
implantados juntos, seus proprios sistemas de aquecimento e resfriamento condicionam o espago e 0s operadores ou prestadores de
servigos de equipamentos geralmente entram apenas para implantar , servigo ou equipamento de desativagdo. Programas de protegdo ou
monitoramento auditivo podem ser esperados (de acordo com as diretrizes do governo ou da empresa) nessas areas. Exemplos dessa
categoria incluem produtos de rack monolitico.

Tabela 33. Categoria 5 Dell Enterprise, categoria de especificacdo aclstica do data center automatico

Posicdo da Métrico, re- | Modos de teste, re AC0O159 (deve estar em estado estacionario, consulte Simular (ou
medida re ACO0159 AC0159, exceto onde indicado abaixo) seja, definir
ACO0158 velocidade
Esperaem Ocioso em Operacdo em | Simular (ou seja, definir representativa
temperatura |temperatura |temperatura |a velocidade representativa |do
ambiente de |ambiente de |ambiente de |do equipamento de equipamento
23 +2°C 23 +2°C 23+2°C - movimentacdo de ar) de
se ndo para modo ocioso em movimentacéo
houver temperatura ambiente de 28 | do ar) para
especificacdo | e 35°C 100% de carga
diferente no e configuracdo
documento maxima para
de B temperatura
configuracéo ambiente de
do programa, 35°C

sdo exigidos
os modos de
operacdo do

processador
e do disco
rigido.
Poténcia LWAm, B Relatar <75 <77 Relatar <8.7
sonora
Cabeca Tons, Hz, dB | Relatar <15dB <15dB Relatar <20dB
biauricular
frontal Tonalidade, tu | Relatar Relatar Relatar Relatar Relatar
Modulagdo Relatar Relatar Relatar Relatar Relatar
Dell, %
Sonoridade, Relatar Relatar Relatar Relatar Relatar
sones
Ponto Unico de | Relatar Relatar Relatar Relatar Relatar
LpA, dBA
Cabega Transientes e Oscilagao (consulte ACO159), se observada, | N/D
biauricular durante observagéo de 20 minutos em
frontal condig&o estavel, deve atender aos dois

seguintes critérios:

o Max. {ALpA} <3.0dB

o Contagem de eventos < 3 para "1,5 dB <
ALpA < 3,0 dB"
e Informe o salto acuUstico (consulte AC0159)
durante a transi¢édo da velocidade do
equipamento de movimentacdo do ar do
modo ocioso para o modo de operag&o.
e Comportamento na inicializagéo
o Relatério do comportamento de
inicializagéo re. AC0159

o Alinicializagdo deve prosseguir sem
problemas, ou seja, sem saltos repentinos
ou grandes e a velocidade do
equipamento de movimentacdo do ar
durante a inicializacdo ndo deve exceder
50% de seu maximo
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Tabela 33. Categoria 5 Dell Enterprise, categoria de especificacdo acistica do data center
automatico (continuacido)

Posicdo da Métrico, re- | Modos de teste, re AC0159 (deve estar em estado estacionario, consulte Simular (ou
medida re ACO0159 ACO0159, exceto onde indicado abaixo) seja, definir
AC0158 - = - - — velocidade
Espera em Ocioso em Operacdo em | Simular (ou seja, definir representativa
temperatura |temperatura |temperatura |a velocidade representativa |do
ambiente de | ambiente de |ambiente de |do equipamento de equipamento
23 x2°C 23 +x2°C 23 +x2°C - movimentacéo de ar) de
se ndo para modo ocioso em movimentacéo
houver temperatura ambiente de 28 | do ar) para
especificacéo | e 35°C 100% de carga
diferente no e configuracao
documento maxima para
de . temperatura
configuracdo ambiente de
do programa, 35°C
sdo exigidos
os modos de
operacdo do
processador
e do disco
rigido.
e [Entradas de transientes: relatar niveis de
pressdo sonora no tempo Nno histérico de
tempo re AC0159 “Trem de fungdes em
etapa no processador”
Qualquer uma | Outros Sem batidas, guinchos ou ruidos inesperados
O som deve ser "uniforme" em torno do EUT (um lado n&o deve ser muito mais alto do que o outro)
Salvo especificacdo diferente, as configuracdes "padrado” associadas as condi¢des térmicas devem ser
selecionadas para o BIOS e iDRAC.
Condicoes especificas de operacdo serdo definidas em "Configuragdes e dependéncias de
configurag&o" para cada plataforma.
Presséo LpA reportado, | Relatar para Relatar para Relatar para Relatar para todos os Relatar para
sonora dBA, re- todos os todos os todos os microfones todos os
ACO158 e microfones microfones microfones microfones
documento de
configuragdo
do programa

Desempenho acustico

O Dell EMC PowerEdge T550 é um servidor em torre apropriado para ambiente de data center assistido. No entanto, a saida acuUstica
inferior é atingivel com as configuragdes adequadas de hardware ou software.

Tabela 34. Configuracdes de hardware e software para reduzir a saida acustica

Configuracao

Minimo

Basic

Mainstream

Recurso avancado

Hilltop

Processor Type

Processador
dimensionavel Intel
Xeon

Processador
dimensionavel Intel
Xeon

Processador
dimensionavel Intel
Xeon

Processador
dimensionavel Intel
Xeon

Processador
dimensionavel Intel
Xeon

memoria

TDP do processador |105 W /7 10C 120 W /7 12C 150 W 7 24C 185 W / 32C 205 W /32C
Quantidade de 1 1 1 2 2
processadores

Memoéria RDIMM DDR4 de 8 GB DDRA4 de 16 GB DDR4 de 16 GB DDR4 de 32 GB DDRA4 de 32 GB
Quantidade de 1 2 4 8 16
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Tabela 34. Configuracdes de hardware e software para reduzir a saida acustica (continuacao)

Configuracéo Minimo Basic Mainstream Recurso avancado | Hilltop
Tipo de backplane BP de 8 x BP de 8 x BP de 8 x BP de 8 x BP de 8 x
3,5 polegadas 3,5 polegadas 2,5 polegadas 2,5 polegadas + BP | 2,5 polegadas + BP
de 8 x 2,5 polegadas | de 8 x 2,5 polegadas
Tipo de HDD 3,5 polegadas e NL-SAS de 2,5 polegadas SAS e | 2,5 polegadas SAS e | 2,5 polegadas SAS e
7.200 RPM SATA 3,5 polegadas e 10000 RPM 10000 RPM 10000 RPM
7.200 rpm
Quantidade de HDD | 2 4 8 16 16
Tipo de PSU 800 W 800 W 1400 W 1400 W 2400 W
Quantidade de PSU |1 2 2 2 2
BOSS N/D BOSS 1,5 BOSS 1,5 BOSS 1,5 BOSS 1,5
OCP N/D N/D N/D Porta dupla 10GbE Porta dupla de 25
GbE
PCI1 N/D N/D N/D N/D GPU DW de 300 W
PCI 2 N/D N/D N/D N/D GPU DW de 300 W
PCI 3 N/D N/D Porta dupla 10GbE N/D N/D
NIC
PERC frontal PERC H345 PERC H745P PERC H745P PERC H745P PERC H745P
Placa LOM 1 Gbit 1 Gbit 1 Gbit 1 Gbit 1 Gbit
Tabela 35. Desempenho acistico das configuracdes acuisticas do T550
Configuracao Minimo Basic Mainstream Recurso Hilltop
avancado

Desempenho acuUstico: ocioso/operando a temperatura ambiente de 25 ©C
L wam (B) Ocioso 43 44 48 49 5,7

De operagéo 44 4,7 49 5.3 8,6
Ky (B) Ocioso 04 04 04 04 04

De operagéo 04 04 04 04 04
L pam (dB) Ocioso 35 36 40 41 43

De operagé&o 36 11 1 45 72
Tons proeminentes Sem tons proeminentes quando ocioso e em operagdo
Desempenho acustico: ocioso a 28 °C
L wam (B) 5 5 51 5.3 6.1
Ky (B) 04 04 04 04 04
L pam (dB) 42 42 43 45 47
Desempenho acustico: max. Carregamento de até 35 ©C de temperatura ambiente
L wam (B) 6,2 6.4 74 6.1 8.6
Ky (B) 04 04 04 04 04
L pam (dB) 59 61 71 58 72

LwA,m: a média declarada significa do nivel de poténcia sonora ponderada A (IWA) é calculada conforme a seg&o 5.2 da ISO 9296
(2017) com dados coletados usando os métodos descritos na ISO 7779 (2010). Os dados apresentados aqui podem nado ser totalmente

conformes a ISO 7779.
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LpA,m: a média declarada do nivel de presséo sonora de emissdo ponderada A € na posi¢do de observador conforme a sec¢éo 5.3 da ISO
9296 (2017) e medido usando métodos descritos na ISO 7779 (2010). O sistema é colocado em uma mesa de teste padréo e em um
compartimento de rack 24U, 25 cm acima de um piso reflexivo. Os dados apresentados aqui podem n&o ser totalmente conformes a ISO
7779.

Tons proeminentes: sdo seguidos os critérios de D.6 e D.11 da ECMA-74 (17a ed., dez. de 2019) para determinar se os tons discretos s&o
proeminentes e reporta-los, em caso afirmativo.

Modo ocioso: a condi¢éo de estado estavel em que o servidor esta energizado, mas ndo esta executando qualquer fung&o pretendida.

Modo de operagéo: 0 maximo da saida acUstica de estado estavel a 50% de TDP da CPU ou de discos rigidos ativos ou 100% de GPU
conforme C.9.3.2 da ECMA-74 (17a ed., dez. de 2019).

Dependéncias acusticas do PowerEdge T550

Alguns produtos tém mais impacto sobre a saida acuUstica do servidor do que outros. As seguintes caracteristicas s&o consideradas fortes
drivers de resposta acuUstica, portanto, configuragdes ou condigdes de operagéo que incluem estas caracteristicas podem aumentar a
velocidade do movimentador de ar e a saida acustica do servidor:

e Temperatura ambiente: A Dell EMC avalia o desempenho acUstico dos servidores em um ambiente de 23+2°C. Temperaturas
ambientes acima de 25°C terdo maior produgéo acUstica e poderdo sofrer maiores flutuagdes entre as mudangas de estado.

e Poténcia de projeto térmico (TDP) do processador: os processadores de maior poténcia podem requerer mais fluxo de ar para resfriar
sob carga e assim aumentar a saida acustica potencial do sistema.

e Tipo de armazenamento: a SSD NVME consome mais energia do que as unidades SAS/SATA e ird pré-aquecer os componentes de
downstream (por exemplo, processador, DIMM) e, portanto, exige velocidades mais altas do ventilador e, consequentemente, saidas
acusticas mais altas.

e Selecdo do perfil térmico do sistema em BIOS ou iDRAC GUI:
o O perfil térmico padréo geralmente fornece uma velocidade de movimentacdo de ar mais baixa, portanto, uma saida acUstica
mais baixa do que a de outros perfis térmicos.
o O desempenho maximo (Performance Optimized) resultard em maior produgéo acustica
A tampa sonora, para produtos que suportam o recurso, limitara a saida acustica méaxima do sistema, sacrificando algum
desempenho do processador.

e Placas PCle: quando a placa NIC de 25 Gb ou a placa GPU = 75 W est&o instaladas, as saidas acUsticas seréo maiores em condigbes
ociosas e operacionais.

Métodos para reduzir a saida acustica do T550

Embora o T550 seja projetado para uso em data centers, alguns usuérios podem preferir usa-lo em uma configuragdo mais silenciosa. A

seguir esta uma lista de meios para fazer isso.

@ NOTA: Normalmente, a velocidade do equipamento de movimentag&o do ar ocioso do sistema nédo pode ser diminuida sem alterar
a configuragdo do sistema e, em alguns casos, até mesmo uma alteracdo de configuragdo pode ndo reduzir a velocidade de um
equipamento de movimentagdo do ar ocioso.

e Reduza a temperatura ambiente: a diminuicdo da temperatura ambiente permite que o sistema resfriar os componentes com mais
eficiéncia do que em temperaturas ambientes mais altas.

e Defina o destino em opcdes de cartdo PCle de terceiros: Dell EMC fornece a personalizagéo de fluxo de ar para adaptadores de PCle
de terceiros instalados em plataformas de PowerEdge. Se a resposta de resfriamento automético estiver acima dos niveis desejados
(LFM), com base nas especificacdes da placa, um destino LFM diferente pode ser definido usando as op¢des de configuragdes de
fluxo de ar PCle no iDRAC UL.

e Substitua as placas de PCI de terceiros por Dell placas de controle de temperatura compativeis com suporte, se disponiveis. Dell EMC
trabalha com os fornecedores de placas para validar e desenvolver placas PCls para atender aos padrdes de reagdo de Dell EMC para
0 desempenho térmico.
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Sistemas operacionais suportados

O sistema PowerEdge T550 é compativel com os seguintes sistemas operacionais:

Canonical® Ubuntu® Server LTS

Citrix® Hypervisor®

Microsoft® Windows Server® com Hyper-V
Red Hat® Enterprise Linux

Servidor SUSE® Linux Enterprise
VMware® ESXi®

Links para versoes e edigdes especificas de Sistemas Operacionais, matrizes de certificagdo, portal de Listas de Compatibilidade de
Hardware (HCL) e suporte a Hypervisor est&o disponiveis em Sistemas operacionais corporativos da Dell EMC.
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Dell EMC OpenManage Portfolio

Simplifying hardware management through ease of use and automation

One-to-many with best of
breed Dell EMC solutions

Dell EMC Consoles

OpenManage Enterprise

OpenManage Power Center
Dell Repository Manager

OME/iDRAC GUI extensions -
OpenManage Mobile

Efficient management of servers,
chassis, and data centers

Automation Enablers
OpenManage Enterprise and iDRAC
RESTful APIs

RACADM CLI
GitHub Scripting Libraries
Dell System Update

Protect customer’s investment -

single point for stack Mgmt

Integrations and
Connections
Microsoft System Center
VMware vCenter
Red Hat Ansible
Nagios, IBM, HPE, and more

Better together within Dell EMC

Dell EMC Services

ProSupport Plus Services with
SupportAssist
OpenManage Enterprise
deployment

iDRAC with
Lifecycle Controller
iDRAC Service Module
Chassis Management
Controller

OpenManage
Enterprise - Modular

MODULAR

Figura 15. Dell EMC OpenManage Enterprise

A Dell EMC oferece solugdes de gerenciamento que ajudam os administradores de Tl a implantar, atualizar, monitorar e gerenciar ativos de
Tl com eficacia. As solugdes e ferramentas OpenManage permitem reagir rapidamente aos problemas, ajudando a gerenciar os servidores
Dell EMC com eficécia e eficiéncia; em ambiente fisico, virtual, local e remoto; operando em banda e fora de banda (sem agente). O
portfélio do OpenManage inclui ferramentas de gerenciamento incorporadas inovadoras, como o integrated Dell Remote Access Controller
(iDRAC), a controladora de gerenciamento do chassi e consoles como o OpenManage Enterprise, 0 OpenManage Power Manager plug in
e as ferramentas como o Repository Manager.

A Dell EMC desenvolveu solugdes abrangentes de gerenciamento de sistemas com base em padrdes abertos e integrou a consoles

de gerenciamento de parceiros que podem realizar gerenciamento avancado de hardware Dell. A Dell EMC conectou ou integrou os
recursos avangados de gerenciamento de hardware Dell a ofertas dos principais fornecedores de gerenciamento de sistemas do setor e
frameworks, como o Ansible, fazendo com que as plataformas da Dell EMC sejam faceis de implementar, atualizar, monitorar € gerenciar.

As principais ferramentas para gerenciar servidores Dell EMC PowerEdge sdo 0 iDRAC e o console OpenManage Enterprise um para
muitos. O OpenManage Enterprise ajuda os administradores do sistema no gerenciamento completo do ciclo de vida de varias geragdes
de servidores PowerEdge. Outras ferramentas, como o Repository Manager, que permitem o gerenciamento simples e abrangente de
alteragdes.

As ferramentas OpenManage se integram ao framework de gerenciamento de sistemas de outros fornecedores, como VMware,
Microsoft, Ansible e ServiceNow. Isso permite que vocé use as aptiddes da equipe de Tl para gerenciar com eficiéncia os servidores
Dell EMC PowerEdge.

Topicos:

e Servidores e gerenciadores de chassi
e Consoles Dell EMC

*  Ativadores de automacéo

*  Integracé&o a consoles de terceiros

¢ Conexoes para consoles de terceiros
e Utilitarios de atualizagao Dell EMC

*  Recursos Dell
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Servidores e gerenciadores de chassi

e DRAC (Integrated Dell Remote Access Controller - controlador de acesso remoto Integrado Dell)
e iDRAC Service Module (iISM)

Consoles Dell EMC

Dell EMC OpenManage Enterprise

Dell EMC Repository Manager (DRM)

Plug-in do Dell EMC OpenManage Enterprise Power Manager para OpenManage Enterprise
Dell EMC OpenManage Mobile (OMM)

Ativadores de automacao

Mddulos OpenManage Ansible

iDRAC RESTful APIs (Redfish)

APls baseadas em padréo (Python, PowerShell)
Interface de linha de comando (CLI) RADCAM
Biblioteca de scripts GitHub

Integracao a consoles de terceiros

Dell EMC OpenManage Integration com Microsoft System Center
Dell EMC OpenManage Integration para VMware vCenter (OMIVV)
Mddulos Dell EMC OpenManage Ansible

Dell EMC OpenManage Integration com ServiceNow

Conexdes para consoles de terceiros

e Micro Focus e outras ferramentas de HPE
e Conexdo OpenManage para IBM Tivoli
e Plug-in OpenManage para Nagios Core e XI

Utilitarios de atualizacao Dell EMC

Dell System Update (DSU)

Dell EMC Repository Manager (DRM)

Pacotes de atualizacdo Dell EMC (DUP)

Dell EMC Server Update Utility (SUU)

Dell EMC Platform Specific Bootable ISO (PSBI)

Recursos Dell

Para obter informag&es adicionais sobre white papers, videos, blogs, féruns, material técnico, ferramentas, exemplos de uso e outras
informagoes, acesse a pagina do OpenManage em https://www.dell.com/openmanagemanuals ou as seguintes paginas de produto:

52 Dell EMC OpenManage Systems Management


https://www.dell.com/openmanagemanuals

Tabela 36. Recursos Dell

Recurso

Local

iDRAC (Integrated Dell Remote Access Controller - controlador de
acesso remoto Integrado Dell)

https://www.dell.com/idracmanuals

iDRAC Service Module (iSM)

https://www.dell.com/support/kbdoc/000178050/

Mddulos OpenManage Ansible

https://www.dell.com/support/kbdoc/000177308/

OpenManage Essentials (OME)

https://www.dell.com/support/kbdoc/000175879/

OpenManage Mobile (OMM)

https://www.dell.com/support/kbdoc/000176046

OpenManage Integration para VMware vCenter (OMIVV)

https://www.dell.com/support/kbdoc/000176981/

OpenManage Integration para Microsoft System Center
(OMIMSSC)

https://www.dell.com/support/kbdoc/000147399

Dell EMC Repository Manager (DRM)

https://www.dell.com/support/kbdoc/000177083

Dell EMC System Update (DSU)

https://www.dell.com/support/kbdoc/000130590

Dell EMC Platform Specific Bootable ISO (PSBI)

Dell.com/support/article/sIin296511

Dell EMC Chassis Management Controller (CMC)

www.dell.com/support/article/sIn311283

Conexdes OpenManage para consoles de parceiros

https://www.dell.com/support/kbdoc/000146912

OpenManage Enterprise Power Manager

https://www.dell.com/support/kbdoc/000176254

OpenManage Integration com ServiceNow (OMISNOW)

Dell.com/support/article/sln317784

@ NOTA: Os recursos podem variar de acordo com o servidor. Consulte mais detalhes na pagina do produto https://www.dell.com/

manuals.
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Figura 16. Dimensdes do chassi
Tabela 37. Dimenséo do chassi do sistema
Unidades A B (o} D E (com borda)
24 x 2,5 polegadas / | 446,0 mm (17,60 polegadas) 459,0 mm 200,0 mm (7,87 |663,5mm (26,12 |680,5 mm (26,79
8 unidades de 3,5 (18,07 polegadas) polegadas) polegadas)
polegadas)
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Tabela 37. Dimensao do chassi do sistema

Unidades A

D E (com borda)

polegadas 8 de 2,5
polegadas NVMe

@l NOTA: Zb ¢ a superficie externa da parede traseira nominal, onde os conectores de E/S da placa de sistema estéo localizados.

Peso do sistema

Tabela 38. Peso do sistema PowerEdge T550

Configuracéo do sistema

Peso maximo (com todos as unidades/SSDs)

8 unidades de 3,5 polegadas 8 de 2,5 polegadas NVMe

44,48 kg (98,06 libras)

24 x 2,5 polegadas

44,1kg (97,22 libras)

Especificacdes de video

O sistema suporta controladora gréfica integrada Matrox G200 com 16 MB de buffer de quadros de video.

Tabela 39. Opc¢des de resolucéo de video traseiro suportadas para o sistema

Resolucdo Taxa de atualizacdo (Hz) Intensidade da cor (bits)
1024 x 768 60 8,16, 32
1280 x 800 60 8,16, 32
1280 x 1024 60 8,16, 32
1360 x 768 60 8,16, 32
1440 x 900 60 8,16, 32
1600 x 900 60 8,16, 32
1600 x 1200 60 8,16, 32
1680 x 1050 60 8,16, 32
1920 x 1080 60 8,16, 32
1920 x 1200 60 8,16, 32
Especificacées das portas USB

Tabela 40. Especificacées do USB

Frente Traseira
Tipo de porta USB Nao. de portas Tipo de porta USB Nao. de portas

Porta compativel com USB Uma Porta compativel com USB Uma
2.0 3.0
Porta compativel com USB Uma Porta compativel com USB Uma
3.0 2.0
Porta iDRAC Direct (porta Uma
micro-AB compativel com
UsB 2.0)

Apéndice A Especificacdes adicionais
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@ NOTA: A porta micro USB 2.0 frontal esta disponivel apenas para a configuracdo de upselling.

@ NOTA: A porta compativel com micro USB 2.0 s6 pode ser usada como uma porta iDRAC Direct ou porta de gerenciamento.

@ NOTA: As especificagdes de USB 2.0 oferecem uma fonte de 5 V em um Unico cabo para dispositivos USB conectados a energia.

Uma carga de unidade ¢ definida como 100 mA no USB 2.0 e 150 mA no USB 3.0. Um dispositivo pode emitir um maximo de cinco
cargas de unidade (500 mA) a partir de uma porta no USB 2.0; seis (900 mA) no USB 3.0.

@ NOTA: A interface USB 2.0 pode oferecer energia a periféricos de poténcia baixa, mas deve aderir a especificacdo de USB. Uma

fonte de energia externa € necessaria para que periféricos de maior poténcia funcionem, como drives de CD/DVD externos.

Especificacées ambientais

@ NOTA: Para obter informagdes adicionais sobre certificagdes ambientais, consulte o Data sheet ambiental do produto localizado com

0s Manuais e documentos em .

Tabela 41. Categoria de intervalo climatico operacional A2

Temperatura

Especificacoes

Operagdes continuas permitidas

Faixas de temperatura para altitudes <= 900 metros
(<= 2.953 pés)

10-35°C (50-95°F) sem a incidéncia de luz solar direta sobre o equipamento

Intervalos de umidade em porcentagem (sem
condensag&o em todo 0 tempo)

8% de RH com ponto de orvalho minimo de -12 ©C a 80% RH com ponto de
orvalho méaximo de 21 °C (69,8 © F)

Desvalorizag&o operacional da altitude

A temperatura maxima é reduzida em 1 ©C/300 m (33,8°F/984 pés) acima de
900 m (2.953 pés).

Tabela 42. Categoria de intervalo climatico operacional A3

Temperatura

Especificacoes

Operagdes continuas permitidas

Faixas de temperatura para altitudes <= 900 metros
(<= 2.953 pés)

5-40°C (41-104°F) sem a incidéncia de luz solar direta sobre o equipamento

Intervalos de umidade em porcentagem (sem
condensag&o em todo o tempo)

8% de RH com ponto de orvalho minimo de -12 °C a 80% RH com ponto de
orvalho maximo de 24 °C (75,2 °F)

Desvalorizag&o operacional da altitude

A temperatura maxima é reduzida em 1 °C/175 m (1,8 °F/574 pés) acima de 900
m (2.953 pés).

Tabela 43. Categoria de intervalo climatico operacional A4

Temperatura

Especificacoes

Operagdes continuas permitidas

Faixas de temperatura para altitudes <= 900 metros
(<=2.953 pés)

5-45°C (41-113°F) sem a incidéncia de luz solar direta sobre o equipamento

Intervalos de umidade em porcentagem (sem
condensagdo em todo o tempo)

8% de RH com ponto de orvalho minimo de -12 ©C a 80% RH com ponto de
orvalho méaximo de 24°C (75,2 °F)

Desvalorizag&o operacional da altitude

A temperatura maxima é reduzida em 1 °C/125 m (1,8 ©F/410 pés) acima de 900
m (2.953 pés).

@ NOTA: Algumas configuragdes de hardware do sistema podem exigir temperaturas operacionais inferiores a 28 ©C. Para obter mais
informagoes, consulte a segdo Restricdes térmicas do ar.
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Tabela 44. Requisitos compartilhados entre todas as categorias

Temperatura

Especificacdes

Operacdes continuas permitidas

Gradiente maximo de temperatura (aplica-se tanto a
operagdo quanto a ndo operacgéo)

20 ©C em uma hora* (36 °F em uma hora) € 5 °C em 15 minutos (41 °F em 15
minutos), 5 ©C em uma hora* (41°F em uma hora) para fita

@ NOTA: * - De acordo com as diretrizes térmicas da ASHRAE para hardware
de fita, essas ndo sdo taxas instantaneas de mudanga de temperatura.

Limites de temperatura ndo operacional

-40 a 65 °C (-104 a 149 °F)

Limites de umidade ndo operacional

5% a 95% de RH com ponto de orvalho méaximo de 27°C (80,6°F).

Altitude nao operacional méaxima

12.000 metros (39.370 pés)

Altitude maxima de operacdo

3.048 metros (10.000 pés)

Tabela 45. Vibracao maxima especificacoes

Vibracdo maxima

Especificactes

De operagéo

0,21 Grps, de 5 Hz a 500 Hz (todas as orientagdes de operagado)

De armazenamento

1,88 grms, de 10 Hz a 500 Hz por 15 minutos (todos os seis lados testados)

Tabela 46. Especificacdes maximas de pulsos de choque

Pulsos de choque maximos

Especificacoes

De operacéo

Seis pulsos de choque aplicados consecutivamente nos eixos x, y e z positivos e
negativos de 6 G por até 11 ms.

De armazenamento

Seis pulsos de choque aplicados consecutivamente nos eixos X, y € z positivos e
negativos (um pulso de cada lado do sistema) de 71 G por até 2 ms.

Matriz de restricdo térmica
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Tabela 47. Matriz de restricdao térmica

Configuracdo |Processad |Ventila | TDP da | Redundan | CPU HSK Suporte a GPU Suport | Placade Ventilador Nota
da unidade or dores |CPU ciado e a TBU | protecdo da | em branco
ventilador | TDP >150 | TDP <= GPU <=75 | GPU CPU
w 150 W w >75 W
8x3,5 1 STD x3 | <=185 N&o HSKHPR |HSK STD N&o N&o Sim Sim Sim, no local | Ventilador 1/3/4
do ventilador
1 STD x6 |<=220 Sim N&o N&o N&o Sim 2 Ventilador
1/3/4/5/7/8
1 HPR x3 | <= 220 N&o Sim N&o Sim Sim Ventilador 1/3/4
1 HPR <=220 Sim Sim N&o Sim Sim Ventilador 1/3/4/7/8
xH* (risers 1e 2 da GPU
n&o suportados)
1 HPR x6 | <= 220 Sim Sim Sim Nao Sim Ventilador
1/3/4/5/7/8
2 STD x4 |<=185 N&o N&o N&o Sim N&o N&o NA
2 STD x8 | <=220 Sim N&o N&o Nao N&o NA
2 HPR x4 | <= 220 N&o Sim N&o Sim N&o NA
2 HPR <=220 Sim Sim N&o Sim N&o Ventilador
X7* 1/2/3/4/6/7/8
()|NOTA: Risers e
2 da GPU nédo
suportados
2 HPR x8 | <= 220 Sim Sim Sim Na&o N&o NA
8x25 Tou?2 STD x4 | <=185 Nao HSKHPR |HSK STD Nao Nao Sim Sim, para 1 Nao NA
6x25 : . . . processador
’ Tou?2 STD x8 | <=220 Sim N&o N&o N&o NA
24x 2,5
Tou?2 HPR x4 | <= 220 N&o Sim N&o Sim NA
Tou?2 HPR <=220 Sim Sim N&o Sim Ventilador
X7* 1/2/3/4/6/7/8
()| NOTA: Risers 1e
2 da GPU nao
suportados
Tou?2 HPR x8 | <= 220 Sim Sim Sim N&o NA
8de35+8de [Tou?2 HPR x4 | <=220 | N&o HSKHPR | HSK STD Sim Nao Sim Sim, para 1 Nao NA
2,5 (NVMe) - - N ) processador -
Tou?2 HPR <=220 Sim Sim N&o Sim Ventilador
X7* 1/2/3/4/6/7/8
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Tabela 47. Matriz de restricdao térmica (continuacdo)

Configuracdo |Processad |Ventila | TDP da | Redundan | CPU HSK Suporte a GPU Suport | Placade Ventilador Nota
da unidade or dores |CPU ciado e a TBU | protecdo da | em branco
ventilador | TDP >150 | TDP <= GPU <= 75 | GPU CPU
w 1550 wW w >75 W
(D|NOTA: Risers 1e
2 da GPU n&o
suportados
1Tou?2 HPR x8 [ <=220 |Sim Sim Sim N&o NA




W.

da GPU.

CHCHCHCHICHCNICEICHS)

NOTA: A GPU > 75 W n3o suporta TBU.

Matriz térmica para todas as configuracdes

Tabela 48. Matriz térmica para todas as configuracées

NOTA: As placas de protec&o de HDD s&o necessarias para slots de disco rigido vazios.

NOTA: Quando a GPU estiver selecionada, o ventilador HPR devera ser obrigatorio.

NOTA: Os ventiladores STD também podem receber upgrade para ventiladores HPR.

NOTA: A GPU > 75 W deve exigir redundancia do ventilador (quantidade de ventiladores = 6 ou 8).

NOTA: O defletor da OCP é necessario para todas as configuragdes de unidades, mesmo se a placa OCP nao estiver instalada.

NOTA: Placas de proteggdo DIMM s&o necessérias para CPU com TDP > 185 W, mas n&o sdo necessérias para CPU com TDP<= 185

NOTA: A placa de protecdo da GPU é necesséria no slot 2 da riser da GPU quando uma GPU > 75 W esta instalada no slot 1 da riser

NOTA: *A contagem de ventiladores x5 e x7 é aplicavel apenas a configuragdo de TBU. Sistemas sem TBU n&do devem usar
contagens de ventiladores x5 e x7. Para configuragéo de TBU, a temperatura ambiente € < 35 °C.

Configuracdo 1: 8, 16, 24 unidades SAS/

Configuracdo 2: 8 unidades de 3,5

Configuracdo 3: 8

SATA de 2,5 polegadas polegadas unidades NVMe de
3,5 polegadas + 8
de 2,5 polegadas
Ventilador STDx4 STDx8 HPRx4 HPRx7 STDx3 STDx6 HPRx3 HPRx5 HPRx4 HPRx7
x8 x4 x8 x4 X6 X7 x8 x8
Redundancia do N&o Sim N&o Sim Nao Sim Nao Sim N&o Sim
ventilador
Poténcia maxima 12W 12W 2W 12W 12W 12W 12W 12W 12W 12W
do DIMM
105W | HSKSTD | HSK STD | HSK STD | HSK STD | HSK STD | HSK STD | HSK STD | HSK STD | HSK STD | HSK STD
120W |HSKSTD | HSK STD | HSK STD | HSK STD | HSK STD | HSK STD | HSK STD | HSK STD | HSK STD | HSK STD
125W |HSKSTD | HSK STD | HSK STD | HSK STD | HSK STD | HSK STD | HSK STD | HSK STD | HSK STD | HSK STD
135 W | HSK STD | HSK STD | HSK STD | HSK STD | HSK STD | HSK STD | HSK STD | HSK STD | HSK STD | HSK STD
1B0W | HSKSTD | HSK STD | HSK STD | HSK STD | HSK STD | HSK STD | HSK STD | HSK STD | HSK STD | HSK STD
165 W HSK HSK HSK HSK HSK HSK HSK HSK HSK HSK
TDP da HPR HPR HPR HPR HPR HPR HPR HPR HPR HPR
CPU
185 W HSK HSK HSK HSK HSK HSK HSK HSK HSK HSK
HPR HPR HPR HPR HPR HPR HPR HPR HPR HPR
205 W Nao HSK HSK HSK Nao HSK HSK HSK HSK HSK
suportad HPR HPR HPR suportad HPR HPR HPR HPR HPR
o] o]
220 W N&o HSK HSK HSK Nao HSK HSK HSK HSK HSK
suportad HPR HPR HPR suportad HPR HPR HPR HPR HPR
o] o)
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Especificac6es de contaminacao gasosa e por particulas

A tabela a seguir define as limitagdes que ajudam a evitar danos ao equipamento de Tl e/ou, ou falhas de contaminagdo por particulas
e gases. Se os niveis de poluigdo por particulas ou gases excederem as limitagdes especificadas e resultar em danos ou falhas no
equipamento, vocé deve corrigir as condi¢des ambientais. A corre¢édo das condigdes ambientais € de responsabilidade do cliente.

Tabela 49. Especificacées de contaminacao por particulas

Contaminacéo por particulas

Especificacdes

Filtragem do ar

Filtragem de ar para data center de Classe 8 conforme definida na
ISO 14644-1 com limite superior de confianca de 95%.

@ NOTA: Essa condig&o aplica-se apenas a ambientes de
datacenter. Os requisitos de filtragem de ar ndo se aplicam

a equipamento de Tl projetado para ser usado fora de um data
center, em ambientes como escritorios ou fabricas.

@ NOTA: O ar que entra no data center precisa ter filtragem
MERV11 ou MERV13.

Poeira condutiva

O ar precisa estar livre de poeira condutiva, limalha de zinco ou
outras particulas condutivas.

@ NOTA: Esta condic8o se aplica tanto a ambientes de data
center como a ambientes que n&o sejam de data center.

Poeira corrosiva

e O ar precisa estar livre de poeira corrosiva.

e A poeira residual presente no ar precisa ter um ponto de
deliquescéncia menor que 60% de umidade relativa.

@ NOTA: Esta condi¢&o se aplica tanto a ambientes de data
center como a ambientes que n&o sejam de data center.

Tabela 50. Especificacdes de contaminacdo gasosa

Contaminacéo gasosa

Especificacdes

Taxa de corrosdo do cupom de cobre

ISA71.04-2013

< 300 A/més para a Classe G1 conforme definido pela ANSI/

Taxa de corrosédo do cupom de prata

<200 A/més conforme definido pela ANSI/ISA71.04-2013

®| NOTA: Niveis maximos de contaminantes corrosivos medidos a < 50% de umidade relativa

Restricdes de ar térmico

Restricdes de ar térmico para diferentes configuracdes

Tabela 51. Configuracado de 8 unidades de 3,5 polegadas

Suporte operacional padrio
(compativel com ASHRAE A2)

()|NOTA: Todas as opgdes s&o ASHRAE A3)

Suporte operacional estendido de 40
°C no ambiente (em conformidade com

Suporte operacional estendido de

com ASHRAE A4)

45 °C no ambiente (em conformidade

compativeis, a menos que indicado de
outra forma

e Configuragdes com 3 ou 4 ventiladores
STD suportam apenas processadores
com TDP <=185 W

e (Com os ventiladores STD, as seguintes
configuragdes de OCP 3.0 e NIC sdo
compativeis apenas com cabo éptico

Configuragdes com 3 ou 4 ventiladores
STD néo sdo suportadas.

Configuragdes com 6 ou 8 ventiladores
STD com processador TDP > 120 W n&o
s&o suportadas.

TBU n&o suportado.

Né&o hé suporte para configuragdes com
ventiladores STD.

Configuragdes com 3 ou 4 ventiladores
HPR com CPU TDP > 165 W nao sdo
suportadas.

TBU n&o suportado.
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Tabela 51. Configuracdo de 8 unidades de 3,5 polegadas

Suporte operacional padrio

(compativel com ASHRAE A2)

()| NOTA: Todas as opgdes sé&o
compativeis, a menos que indicado de
outra forma

Suporte operacional estendido de 40
°C no ambiente (em conformidade com
ASHRAE A3)

Suporte operacional estendido de
45 °C no ambiente (em conformidade
com ASHRAE A4)

com especificagdes térmicas de 85 °C
e poténcia <= 1,2 W

o Broadcom OCP 3.0 QP 25G SFP28
o Broadcom PCle QP 25G

e Placas dispositivos de canal (FW) e
placas de periféricos ndo qualificadas
pela Dell ndo sdo compativeis.

e NIC com consumo de poténcia >= 25
W ndo compativel. Por exemplo: placa
CXe6.

e Taxa de transferéncia OCP > 25 G
ou nivel de resfriamento > 10 n&o s&o
compativeis.

e E necessario um cabo de fibra dptica
com especificacdo 85C.

e S30 obrigatérias duas PSUs. O
desempenho do sistema pode ser
reduzido em caso de uma falha de PSU.

Mobdulo M.2 BOSS n&o é compativel.

e Placas dispositivos de canal (FW) e
placas de periféricos ndo qualificadas
pela Dell ndo séo compativeis.

e NIC com consumo de poténcia >= 25
W. Por exemplo: placa CX6.

e Taxa de transferéncia OCP > 25 G
ou nivel de resfriamento > 10 ndo sdo
compativeis.

e E necessario um cabo de fibra dptica
com especificagéo 85C.

e S30 obrigatérias duas PSUs. O
desempenho do sistema pode ser
reduzido em caso de uma falha de PSU.

Tabela 52. Configuracdo com 8 unidades de 2,5 polegadas, 16 de 2,5 polegadas, 24 de 2,5 polegadas

Suporte operacional padrio
(compativel com ASHRAE A2)

Suporte operacional estendido de 40
°C no ambiente (compativel com
ASHRAE A3)

Suporte operacional estendido de 45°C
no ambiente (compativel com ASHRAE
A4)

e Configuragdes com 4 ventiladores STD
suportam apenas processador com TDP
<=185W

e Com os ventiladores STD, as
configuragdes de OCP 3.0 e NIC abaixo
suportam apenas cabo éptico com
especificacdes térmicas 85C e poténcia
<=12W
o Broadcom OCP 3.0 QP 25G SFP28
o Broadcom PCle QP 25G

e Configuragdes com 4 ventiladores STD
n&o sdo suportadas.

e Configuragdes com 8 ventiladores STD
com CPU TDP > 120 W nao sao
suportadas.

e TBU ndo suportado.

Placas dispositivos de canal (FW) e
placas de periféricos ndo qualificadas
pela Dell ndo sdo compativeis.

e NIC com consumo de poténcia >= 25
W ndo compativel. Por exemplo: placa
CX®6.

e Taxa de transferéncia OCP > 25 G
ou nivel de resfriamento > 10 ndo sdo
compativeis.

e E necessario um cabo de fibra dptica
com especificagdo 85C.

e S3o obrigatérias duas PSUs. O
desempenho do sistema pode ser
reduzido em caso de uma falha de PSU.

e NA&o ha suporte para configuragdes com
ventiladores STD.

e Configuragdes com 4 ventiladores HPR
com processador TDP > 165 W n&o s&o
suportadas.

e TBU ndo suportado.

O moédulo BOSS M.2 n&o é compativel.
Placas dispositivos de canal (FW) e
placas de periféricos ndo qualificadas
pela Dell ndo s&o compativeis.

e NIC com consumo de poténcia >= 25
W. Por exemplo: placa CX6.

e Taxa de transferéncia OCP > 25 G
ou nivel de resfriamento > 10 ndo s&o
compativeis.

e E necessario um cabo de fibra éptica
com especificagao 85C.

e S&o obrigatorias duas PSUs. O
desempenho do sistema pode ser
reduzido em caso de uma falha de PSU.

Tabela 53. Configuracao de 8 x 3,5 polegadas x 8 x unidades NVMe

Suporte operacional padrao
(compativel com ASHRAE A2)

Suporte operacional estendido de 40
°C no ambiente (compativel com
ASHRAE A3)

Suporte operacional estendido de 45°C
no ambiente (compativel com ASHRAE
A4)

Ventiladores HPR obrigatérios.
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TBU n&o suportado.
Nao sdo compativeis com placas de
periféricos e de dispositivos de canal
(FW) néo Dell.

e NIC com consumo de poténcia >= 25

W ndo compativel. Por exemplo: placa
CXe.
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e Configuragdes com 4 ventiladores HPR
com CPU TDP > 165 W n&o séo
compativeis.

TBU n&o suportado.

O moédulo BOSS M.2 néo é compativel.
Nao s&o compativeis com placas de
periféricos e de dispositivos de canal
(FW) nao Dell.




Tabela 53. Configuracao de 8 x 3,5 polegadas x 8 x unidades NVMe

Suporte operacional padrio
(compativel com ASHRAE A2)

Suporte operacional estendido de 40
°C no ambiente (compativel com
ASHRAE A3)

Suporte operacional estendido de 45°C
no ambiente (compativel com ASHRAE
A4)

Taxa de transferéncia OCP > 25 G

ou nivel de resfriamento > 10 n&o s&o
compativeis.

E necessario um cabo de fibra dptica
com especificacdo 85C.

S&o obrigatérias duas PSUs. O
desempenho do sistema pode ser
reduzido em caso de uma falha de PSU.

NIC com consumo de poténcia >= 25
W. Por exemplo: placa CX6.

Taxa de transferéncia OCP > 25 G

ou nivel de resfriamento > 10 ndo sdo
compativeis.

E necessario um cabo de fibra dptica
com especificagéo 85C.

S&o obrigatérias duas PSUs. O
desempenho do sistema pode ser
reduzido em caso de uma falha de PSU.
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Apéndice B Conformidade a normas

O sistema estad em conformidade com as normas do setor a seguir.

Tabela 54. Documentos padrao do setor

Norma URL para informacdes e especificacdes
ACPIEspecificagdo de configuragdo avangada e interface de https://uefi.org/specsandtesttools

alimentacéo, v2.0c

Ethernet IEEE 802.3-2005 https://standards.ieee.org/

HDGGuia de projeto de hardware vers&o 3.0 para Microsoft microsoft.com/whdc/system/platform/pcdesign/desguide/
Windows Server serverdg.mspx

IPMI Interface de gerenciamento de plataforma inteligente, v2.0 intel.com/design/servers/ipmi

Meméria DDRA Especificagdes da SDRAM DDR4 jedec.org/standards-documents/docs/jesd/9-4.pdf
PCI Express Rev. da especificagéo basica do PCl Express 2.0 e pcisig.com/specifications/pciexpress

3.0

PMBus Especifica¢do do protocolo de gerenciamento de sistema | http://pmbus.org/Assets/PDFS/Public/

de energia, v1.2 PMBus_Specification_Part_I_Rev_1-1_20070205.pdf
SAS SCSI conectado em série, V1.1 http://www.t10.0org/

SATA Rev. Serial ATA. Extensdes 2,6; SATA Il, SATA 1,0a, Rev. 1,2 | sata-io.org

SMBIOS Especificagéo de referéncia do BIOS de gerenciamento | dmtf.org/standards/smbios
do sistema, v2.7

TPM Especificagéo do Trusted Platform Module, v1.2 e v2.0 trustedcomputinggroup.org

UEFI Especificagdo da Unified Extensible Firmware Interface, v2.1 | uefi.org/specifications

USB Especificag&o de barramento serial universal, Rev. 2,0 usb.org/developers/docs
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Apéndice C - Recursos adicionais

Tabela 55. Recursos adicionais

Recurso

Descricdo do contelido

Local

Manual de instalag&o e servigo

Este manual, disponivel em formato PDF, fornece as seguintes
informagoes:

Recursos do chassi

Programa de configuragéo do sistema
Mensagens do sistema

Cadigos e indicadores do sistema

BIOS do sistema

Procedimentos de remog&o e substituicdo
Como diagnosticar e solucionar problemas
Diagnéstico

Jumpers e conectores

Dell.com/Support/Manuals

Guia de introdugéo

Este guia é fornecido com o sistema e também est4 disponivel em
formato PDF. Este guia fornece os seguintes informagoes:

e FEtapas de configuragéo inicial
e Principais recursos do sistema
e Especificagbes técnicas

Dell.com/Support/Manuals

Instrugdes para instalacdo em
rack

Este documento acompanha os kits de rack e fornece instrucoes
para a instalagdo de um servidor em um rack.

Dell.com/Support/Manuals

Atualiza¢go de informagdes

Este documento € fornecido com o sistema, também esta
disponivel on-line em formato PDF e apresenta informagdes sobre
as atualizagdes do sistema.

Dell.com/Support/Manuals

Etiqueta de informacdes do
sistema

A etigueta de informacgdes do sistema documenta o layout da
placa de sistema e as configuragdes de jumper do sistema. O
texto é minimo devido a limitagdes de espaco e consideracdes de
tradugdo. O tamanho da etiqueta € padronizado nas plataformas.

Dentro da tampa do chassi do
sistema

QRL - Quick Resource Locator
(Localizador rapido de recursos)

Esse codigo no chassi pode ser digitalizado por um aplicativo de
telefone para acessar informagdes e recursos adicionais para o
servidor, incluindo videos, materiais de referéncia, informagdes da
etigueta de servigo e informagdes de contato de Dell EMC.

Dentro da tampa do chassi do
sistema

Energy Smart Solution Advisor
(ESSA)

O Dell EMC ESSA on-line permite obter estimativas mais
faceis e significativas para ajuda-lo a determinar a configuragéo
mais eficiente possivel. Use o ESSA para calcular o consumo
de energia do hardware, da infraestrutura de energia e do
armazenamento.

Dell.com/calc
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Apéndice D. Support and Deployment Services

O Dell EMC Global Services inclui uma ampla variedade de opgdes de servigo que podem ser personalizadas para simplificar a avaliag&o,
0 projeto, a implementag&o, o gerenciamento e a manutengado de seu ambiente de Tl e para ajuda-lo a fazer a transigéo de plataforma a
plataforma. Dependendo de suas necessidade de negocios atuais e do nivel de servigo desejado, oferecemos servigos na fabrica, no local,
remotos, modulares e especializados que se enquadram em suas necessidades e orgamento. Ajudamos com pouco ou com muito, 0 que
VOCEé quiser, e fornecemos acesso a Nnossos recursos globais.

Topicos:

e Servicos de implementagéo
e Servigos de consultoria remota Dell Technologies

Servicos de implementacao

Dell EMC ProDeploy Enterprise Suite

O ProDeploy Enterprise Suite coloca seu servidor em funcionamento e otimiza a produgéo rapidamente. Nossos engenheiros de
implementacé&o de elite com experiéncia ampla e profunda, utilizando os processos mais avangados, juntamente com nossa escala global
estabelecida, podem ajuda-lo a qualquer momento e em todo o mundo. Das mais simples as mais complexas instalagbes de servidor e
integrag&o de software, eliminamos suposi¢des e assumimos o risco na implantagéo da nova tecnologia de servidor.

Basic ProDeploy
Deployment | FoBePEY

Single point of contact for project management

Pre- Site readiness review
deployment Implementation planning
SAM engagement for ProSupport Plus entitled devices
Deployment service hours
Remote guidance for hardware installation or Remote or
Deplovment Onsite hardware installation and packaging material removal Onsite
Py Install and configure system software [ - | Remote | onsite |
Install support software and connect with Dell Technologies
Project documentation with knowledge transfer - - | e | e |
Deployment verification
Post- Configuration data transfer to Dell EMC technical support
deployment 30-days of post-deployment configuration assistance

Training credits for Dell EMC Education Services

Figura 17. Recursos do ProDeploy Enterprise Suite

@l NOTA: A instalag&o de hardware n&o se aplica a produtos de software selecionados.

Dell EMC ProDeploy Plus

Do comeco ao fim, o ProDeploy Plus oferece a habilidade e o dimensionamento necessérios para executar com sucesso implementacdes
exigentes em ambientes complexos de Tl atuais. Os especialistas certificados da Dell EMC comegam com avaliagdes ambientais
abrangentes além de recomendacgdes e planejamento detalhado da migracdo. A instalagdo de software inclui configurar a maioria das
versdes dos utilitarios de gerenciamento de sistema Dell EMC SupportAssist e OpenManage. Também est&o disponiveis servigos de
assisténcia de configuragéo pds-implementacao, teste e orientacdo do produto.
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Dell EMC ProDeploy

O ProDeploy oferece servigo completo de instalagéo e configuragdo do hardware de servidor e do software do sistema por engenheiros de
implementagao certificados, inclusive a configuragéo dos principais sistemas operacionais e hypervisores, bem como a maioria das versdes
do Dell EMC SupportAssist e dos utilitarios de gerenciamento de sistemas OpenManage. Como preparagdo a implementacéo, realizamos
uma anélise de preparo do local e um exercicio de planejamento de implementagdo. A documentag&o completa de teste, validagao e
projeto do sistema com transferéncia de conhecimentos conclui o processo.

Dell EMC ProDeploy for HPC

Implementagdes de HPC exigem especialistas que compreendam que a vanguarda ja esta desatualizada. A Dell EMC implementa os
sistemas mais répidos do mundo e entende as nuances que os fazem funcionar. O ProDeploy for HPC oferece:

e FEquipe global de especialistas em HPC dedicados
e Registro de rastreamento comprovado, milhares de implementagdes de HPC bem-sucedidas
e Validagado de projeto, benchmarking e orientacéo sobre o produto

ProDeploy for HPC

Get more out of your clusterstarting Day One

Add-ons
ProDeploy Scalable HPC solution hardware installation in
for HPC any combination to fit your system requirements:

* |nstall & configure
Cluster Management
software " HPC Add-on: Individual "~ HPC Add-on: Storage

nodes

» Configure HPC nodes

+ |nstall HPC Storage Ready
Install individual server Bundle for NSS-HA
nodes

and switches

» Validate implemented
design
» Product orientation

« Perform cluster
benchmarking

s =(?) Linpack

Professionally labeled
cabling

BIOS configured forHPC
OS installed

Note: Not available in Asia/Pacific countries including Japan and Greater China.

Figura 18. Dell EMC ProDeploy for HPC

Dell EMC Basic Deployment

O Basic Deployment oferece instalag&o profissional sem preocupagdes por técnicos experientes que conhecem os servidores da Dell EMC
como ninguém.

Servicos de configuracao de servidor Dell EMC

Com a integracgéo de rack Dell EMC e outros servigos de configuragédo do Dell EMC PowerEdge Server, vocé economiza tempo,
recebendo seus sistemas em rack, com cabos instalados, testado e pronto para se integrar ao datacenter. A equipe da Dell EMC
pré-configura RAID, BIOS e iDRAC, instala imagens do sistema e até mesmo hardware e software de terceiros.

Para obter mais informagdes, consulte Servigos de configuracdo do servidor.
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Servicos de residéncia da Dell EMC

Os servigos de residéncia ajudam os clientes a fazer a transigdo para novos recursos rapidamente, com a assisténcia de especialistas
da Dell EMC no local ou remotamente cujas prioridades e tempo vocé controla. Especialistas residentes podem fornecer gerenciamento
pos-implementagao e transferéncia de conhecimentos relacionados a aquisicdo de uma nova tecnologia ou gerenciamento operacional
diério da infraestrutura de Tl.

Servico de migracao de dados Dell EMC

Proteja seus negécios e dados com nosso ponto Unico de contato para gerenciar seu projeto de migragdo de dados. O gerente de projeto
trabalhara com nossa experiente equipe de especialistas para criar um plano usando as principais ferramentas e processos comprovados
do setor, com base em préticas recomendadas globais, para migrar seus arquivos e dados existentes de maneira que o sistema de
negocios opere com rapidez e facilidade.

Servicos de Suporte

ProSupport Enterprise Suite

Com o ProSupport Enterprise Suite, podemos ajuda-lo a manter sua operag&o funcionando sem problemas, para que vocé possa se
concentrar na operagdo de sua empresa. Ajudaremos vocé a manter o desempenho maximo e a disponibilidade das cargas de trabalho
mais essenciais. O ProSupport Enterprise Suite € uma suite de servigos de suporte que permite que vocé desenvolva a solugdo certa para
Sua organizag&o. Escolha os modelos de suporte com base na maneira como vocé usa a tecnologia e onde deseja alocar recursos. Do
desktop ao data center, solucione os desafios de Tl diarios, como tempo de inatividade ndo planejado, necessidades essenciais, protecdo
de dados e ativos, planejamento de suporte, alocagéo de recursos, gerenciamento de aplicativos de software e muito mais. Otimize seus
recursos de Tl selecionando o modelo de suporte certo.

Proactive, predictive and reactive support for
systems that look after your business-critical
applications and workloads

ProSupport Plus
for Enterprise

ProSupport

ProSupportfor Comprehensive 24x7 predictive and reactive Enterprise
Enterprise support for hardware and software Suite

Basic hardware Reactive hardware support during normal
support business hours

Figura 19. ProSupport Enterprise Suite
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Dell EMC ProSupport Plus for Enterprise

Ao adquirir seu servidor PowerEdge, recomendamos o ProSupport Plus, nosso servigo de suporte proativo e preventivo para os sistemas
essenciais da empresa. O ProSupport Plus oferece todos os beneficios do ProSupport, além do seguinte:

Atribuicdo de um gerente da conta de servico que conhece seus negécios e seu ambiente
Um engenheiro que compreende seu servidor PowerEdge para a solugdo de problemas imediata e avangada

Recomendagdes personalizadas e preventivas com base em andlise das tendéncias de suporte e praticas recomendadas de toda a
base de clientes de solugdes de infraestrutura da Dell Technologies para reduzir problemas de suporte e melhorar o desempenho

Andlise preditiva para prevencgéo e otimizagédo de problemas proporcionada pelo SupportAssist

Monitoramento proativo, detecg&o de problemas, notificagdo e criagdo automatizada de casos para resolugéo de problemas acelerada
proporcionada pelo SupportAssist

Geragao de relatérios sob demanda e recomendagdes baseadas em I6gica analitica proporcionadas pelo SupportAssist e TechDirect

Dell EMC ProSupport for Enterprise

O ProSupport Service oferece especialistas altamente treinados a qualquer momento e em todo o mundo para atender a suas
necessidades de TI. Ajudamos a minimizar as interrupgdes e a maximizar a disponibilidade de cargas de trabalho do servidor do PowerEdge

com:

e Suporte permanentemente disponivel por telefone, bate-papo e on-line

e Ferramentas preditivas, automatizadas e tecnologia inovadora

e Ponto central de responsabilidade para todos os problemas de hardware e software

e Suporte colaborativo de terceiros

e Suporte para hypervisor, sistema operacional e aplicativos

e Experiéncia consistente em qualquer lugar do mundo ou em qualquer idioma

e Opcoes de resposta no local para pegas e mao de obra, inclusive no dia Util seguinte ou em quatro horas para funcionalidade essencial

@l NOTA: Sujeito a disponibilidade da oferta de servigo no pais.

Enterprise Support Services

Feature Comparison ProSupport
ProSupport Plus

Remoetecmicalsupport  Damcoam

Hardware Hardware
Nextbusiness dayory| Next business day or
Next business day o "
4hr mission critical 4 hr mission critical

3rd party collaborative assistance
Self-service case initiation and management _—
Priority access to specialized support experts _—
Assigned Services Account Manager |
Semiannual systems maintenance B

Figura 20. Modelo Dell EMC Enterprise Support
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Dell EMC ProSupport One for Data Center

O ProSupport One for Data Center oferece suporte flexivel em todo o local para data centers grandes e distribuidos com mais de 1.000
ativos. Essa oferta baseia-se em componentes padrdo do ProSupport que aproveitam nossa escala global, mas que sdo personalizadas as
necessidades de sua empresa. Embora néo seja para todos, esta opg¢éo de servigo oferece uma solugdo verdadeiramente exclusiva para 0s
maiores clientes da Dell Technologies com ambientes mais complexos.

Atribuicdo de equipe de gerentes de contas de servigos com opgdes remota e no local

Atribuic&o de técnicos e engenheiros de campo do ProSupport One com treinamento em seu ambiente e configuragcdes

Geragao de relatérios sob demanda e recomendagées baseadas em ldgica analitica proporcionadas pelo SupportAssist € TechDirect
Opcodes flexiveis de suporte no local e pegas que se encaixam em seu modelo operacional

Um plano de suporte e treinamento adaptados a equipe de operacdes

Dell EMC ProSupport para HPC

ProSupport Add-on for HPC

Delivering a true end-to-end support experience across your HPC environment

Solution support

Asset-level support ProSupport Add-on

for HPC

+ Access to senior HPC experts

|
|
|
|
|
| * Advanced HPC cluster
assistance: performance,
+ interoperability,

configuration issues

« Enhanced HPC solution level
end-to-end support

* Remote pre-support
engagement with HPC
Specialists during ProDeploy

implementation

ProSupport

1

Comprehensive I
hardware and software

support with 24x7 l

access via phone, |

chat and email I

|

DELLEMC

8 © Copyright 2018 Dell Inc

Figura 21. Dell EMC ProSupport para HPC

Tecnologias de suporte

Capacitar sua experiéncia de suporte com tecnologias preditivas e orientadas por dados.

Dell EMC SupportAssist

O melhor momento para solucionar um problema é antes que ele aconteca. A tecnologia SupportAssist automatizada proativa e preditiva,
ajuda a reduzir as etapas e 0 tempo de resolugdo, muitas vezes detectando problemas antes que gerem uma crise. Os beneficios incluem:
Valor: o SupportAssist esté disponivel para todos os clientes sem custo adicional
Melhoria da produtividade: substitua rotinas manuais e de alto esforgo por suporte automatizado

Acelerar o tempo de resolugdo: recebimento de alertas de problemas, criagdo automatica de caso e contato proativo de especialistas
da Dell EMC

e Obter percepcéo e controle: otimize os dispositivos corporativos com geragéo de relatérios ProSupport Plus sob demanda no
TechDirect e tenha detecgéo preditiva de problemas antes que se manifestem

70 Apéndice D. Support and Deployment Services



@ NOTA: O SupportAssist esté incluido em todos os planos de suporte, mas os recursos variam em fungéo do acordo de nivel de
SEervigo.

Basic
ProSupport
Hardware Plus

Warranty
Automated issue detection and system state information collection

Proactive, automated case creation and notification

Predictive issue detection for failure prevention

Recommendation reporting available on-demand in TechDirect

Figura 22. Modelo do SupportAssist

Comece em Dell.com/SupportAssist

Dell EMC TechDirect

Impulsione a produtividade da equipe de Tl por meio do suporte aos sistemas Dell EMC. Com mais de 1,4 milhdes de autoenvios
processados a cada ano, o TechDirect comprovou sua eficiéncia como ferramenta de suporte. Vocé pode:

e Autoenviar pecas de reposi¢cdo
e Solicitar suporte técnico
e Integrar APIs a seu suporte

Ou acessar todos os requisitos de certificagéo e autorizagdo da Dell EMC. Treinar sua equipe em produtos Dell EMC, ja que o TechDirect

permite:

e Fazer download de guias de estudo
e Agendar exames de certificacdo e autorizagcdo
e Visualizar transcri¢des de cursos e exames concluidos

Inscreva-se em techdirect.dell.

Servicos de consultoria remota Dell Technologies

Nossos consultores especialistas ajudam a transformar os resultados para 0s negécios com mais rapidez e velocidade para as cargas de

trabalho de alto valor com os quais os sistemas Dell EMC PowerEdge podem lidar.

Da estratégia a implementagdo completa, a consultoria da Dell Technologies pode ajuda-lo a determinar como executar a transformagao de

Tl, da forga de trabalho ou aplicativo.

Usamos abordagens prescritivas e metodologias comprovadas combinadas com portfdlio e rede de parceiros Dell Technologies para
ajudé-lo a alcangar resultados em negécios reais. Desde nuvem mdultipla, aplicativos, DevOps e transformagdes de infraestrutura, até
resiliéncia de negdcios, modernizagdo de data center, l6gica analitica, colabora¢do da forga de trabalho e experiéncias de usuario —
estamos aqui para ajudar.

Servicos de consultoria remota Dell EMC

Quando vocé estiver nas fases finais de implementacado do servidor PowerkEdge, pode contar com os servigos de consultoria remota
da Dell EMC e nossos especialistas técnicos certificados para ajudé-lo a otimizar a configuragéo com as préaticas recomendadas para
software, virtualizag&o, servidor, armazenamento, sistema de rede e gerenciamento de sistemas.
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Dell Financial Services (DFS)

O Dell Financial Services € um fornecedor global de solug8es inovadoras de pagamento e consumo de hardware, software e servigos,
gue permite que as organizagdes alinhem e dimensionem o custo das solugdes de Tl ao consumo de tecnologia e a disponibilidade de
orcamento. O DFS atende a todos os clientes, desde consumidores até pequenas empresas e as maiores corporagdes globais.

Por que aproveitar as solugdes de pagamento do DFS?

e Otimizar as solucdes de pagamento — Personalize uma ou mais das nossas solugdes de acordo com suas necessidades e amplie os
negocios.
Reduzir as restricdes orcamentarias — Reduza os gastos de capital e libere orgamento com solugdes de pagamento flexiveis.
Aumentar a eficiéncia — As transacdes de pagamento flexiveis permitem que sua infraestrutura cresga quando necessario sem
depender de um orgamento de capital fixo.

Topicos:

¢ Flex on Demand (FOD)
*  Flex on Demand para servidores PowerEdge

Flex on Demand (FOD)

e O Flex on Demand (FOD) € uma solugdo de pagamento controlada para armazenamento da Dell EMC, protegao de dados,
infraestrutura hiperconvergente, servidores, infraestrutura convergente e a Dell Technologies Cloud Platform.

Com o Flex on Demand, a tecnologia é medida, no nivel do componente, com base no quanto uma tecnologia especifica é usada.

Vocé pode escolher sua capacidade comprometida ou béasica e pagar por ela segundo uma taxa acordada a cada més. Quando os
requisitos de capacidade aumentam acima do nivel da capacidade basica, a capacidade de buffer pode ser utilizada com base na
mesma taxa.

e Com o Flex on Demand, é possivel aumentar ou diminuir a escala dentro da capacidade de buffer disponivel e gerenciar com facilidade
crescimentos imprevisiveis, picos da carga de trabalho e alteragcdes temporérias nos requisitos da infraestrutura de TI.

Flex on Demand para servidores PowerEdge

O Flex on Demand proporciona niveis inigualaveis de flexibilidade na maneira como vocé consome nossa tecnologia, permitindo que vocé
aumente ou diminua a escala com elasticidade para atender as suas necessidades.

Quem pode se beneficiar de um modelo de consumo do Flex on Demand?
O Flex on Demand pode beneficiar os clientes que desejam:

Conservar o fluxo de caixa.

Ter previsibilidade no pagamento quando o uso for variavel.

Aumentar a agilidade nos negécios com acesso imediato a capacidade de buffer.

Mudar os gastos com tecnologia de um modelo de gastos de capital para despesas operacionais continuas.

Os servidores Dell EMC PowerEdge e o Flex on Demand combinam os servidores mais vendidos do setor com programas de pagamento
inovadores baseados em consumo. Essa uni&o permite que vocé melhore a economia, aumente a flexibilidade e tenha mais op¢des:

e Melhore a economia — Pague pelos recursos de servidor com base no uso real por hora e evite os custos do provisionamento
excessivo para obter a economia da nuvem publica no data center.

e Aumente a flexibilidade — Responda rapidamente a novas solicitagdes de servico, variagdes da carga de trabalho e mudancas
impulsionadas pela empresa para melhorar a flexibilidade da TI.

e Tenha mais op¢des — Escolha a infraestrutura configurada de acordo com seus requisitos € o cronograma de pagamento que
funciona para vocé.
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